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Simplified integration
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Connecting grippers
to industrial robots

Digital I/0, 10-Link or Industrial Ethernet: There are specific data and signal transmission interfaces
suitable for connecting grippers to industrial robots. In addition, the power supply and the me-
chanical connection have to be adjusted individually. In order to simplify the integration of grippers
into robot systems, gripper manufacturers have therefore developed special solutions.

anufacturers of grippers
for industrial robots natu-
rally strive to make inte-

gration into robot systems as
simple as possible for each of their
products - but there are certain
aspects that simply cannot be ig-
nored: “When integrating a grip-
per, both the mechanical and the
pneumatic and electrical interfac-
es for power supply, control and
sensor connection as well as
smooth signal exchange must be
taken into account,” explains Prof.
Dr. Markus Gliick, Managing Di-

Live demonstration in the Cleanroom

rector Research & Development at
the clamping and gripping tech-
nology manufacturer Schunk in
Lauffen/Neckar. “In addition, it is
necessary to include in the plan-
ning robot accessory components
such as rotary unions, collision
protection systems or quick-
change systems that are installed
between the gripper and the robot
flange.” This equally applies to
collaborative and non-collabora-
tive applications. “In this context,
adapter plates from Schunk en-
sure that robot accessory modules

Doing a clean job

High-tech products place high demands on manufacturing condi-
tions. Cleanrooms play a key role here. The “Cleanroom” at pro-
ductronica shows how people are keeping things clean there.

Markt&Technik editor Anja Zierler
swung the mop during live VR training
at productronica. (Picture: Markt&Technik)

igitization and miniatur-
Dization in the electronics
industry continue to prog-
ress, and many processes have
long been carried out in clean
environments (cleanrooms). Au-
tomotive manufacturers and
their suppliers in particular are
increasing their requirements
and are relocating their produc-
tion to clean environments.
Clean environments prevent
even the smallest particles in the
air from causing damage at pro-
cess-critical points. Even mo-
lecular impurities pose a threat.
For example, degassing from
plastics can lead to significant
contamination of the product
surface and thus have a negative
impact on product quality.
In the Cleanroom special
show, the clean- = Page 7

and ISO flange interfaces work in
perfect harmony. With large cen-
tral bore, integrated media feed-
through or individual screw-on
patterns, they give ro- =» Page 4
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Thanks to integrated intelligence, the “Co-act EGL-C” long-stroke gripper from Schunk
enables gripping forces of up to 450 N in collaborative applications for the first time.

Mit Sub-Micron-Genauigkeit vom Labor in die Fertigung

Fiir Grundlagenforschung, Kon-
zept- und Prototypenphase bietet
Finetech manuelle und teilmotori-
sierte Table-Top-Systeme und pra-
sentiert fiir dieses Segment eine
neue Version des Fineplacer lamb-
da. Der Fineplacer lambda 2 plat-
ziert Bauelemente mit einer Genau-
igkeit besser als 0,5 pm. Dadurch

eignet er sich fiir die hohen Anfor-
derungen zum Beispiel in der Ent-
wicklung optoelektronischer Pro-
dukte wie Transceiver (TOSA/RO-
SA) oder Laserdioden-Module. Das
Ausricht- und Platzierprinzip ba-
siert auf nur einer beweglichen
Achse. In Verbindung mit speziell
entwickelten optischen Systemen

bis zu einer Auflésung von 0,7 um
erkennt das System Strukturen im
Mikrometerbereich und richtet sie
zueinander aus.

Bei der Entwicklung des Fine-
placer lambda 2 hat Finetech auf
ein ergonomisches Maschinen-
design und eine softwaregestiitzte
Benutzerfiihrung Seite 18

Neues Panel-Level-Packaging-Konsortium

Mit dem Konsortium ,,PLC 2.0 will das Fraunhofer IZM das Panel-Level-Packaging weiter vorantrei-
ben. Die treibenden Krafte fiir die Weiterentwicklung im Electronic Packaging sind mobile Produkte
im Konsumgiiterbereich und das autonome Fahren.

as Fraunhofer 1ZM hat

iiber die vergangenen zwei

Jahre im Rahmen eines
Konsortiums mit fiihrenden In-
dustrieunternehmen aus Europa,
USA, Japan, Korea und Taiwan
Basisprozesse fiir das Panel-Le-
vel-Packaging zu entwickeln, um
erste Demonstratoren auf diesen
groflen organischen Substraten
zu realisieren.

Tanja Braun, Gruppenleiterin
am Fraunhofer 1ZM, bezeichnet
das bisherige ,,PLC 1.0“-Konsor-
tium als das weltweit erfolg-
reichste im Bereich des Panel-
Level-Packaging. Jetzt will das
Konsortium einen Schritt weiter-

gehen: Nach erfolgreichem Ab-
schluss des zweijahrigen Pro-
gramms ist es wieder offen fiir
neue Mitglieder und weiterfiih-
rende Themen. Mit Unternehmen

aus der ganzen Welt werden nun
Gesprache gefiihrt, um das erste
Forschungsprogramm mit Bran-
chenfiihrern der Fertigungstech-
nologien und der Seite 4
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Fundamental

Heinz Arnold
E-Mail: HArnold@weka-fachmedien.de

Laut VDMA stellt sich die Situati-
on fiir die Hersteller von Maschi-
nen fiir die Elektronikproduktion
uneinheitlich dar. Zwei Drittel
rechnen mit einem Riickgang, im-
merhin ein Drittel mit Wachstum.

Griinde gibt es viele, von poli-
tischen Unsicherheiten tiber den
Handelskrieg bis zum abflauen-
den Geschaft in China. Aber auch
die Verunsicherung hierzulande
iiber den kiinftigen Kurs in der
Automobilindustrie spielt eine
wichtige Rolle, denn das Automo-
tive-Umfeld trifft es besonders
hart.

Die gute Nachricht ist, dass
fundamental alle Zeichen auf
Wachstum stehen. Weil alle
smarten Technologien wie IoT,
Industrie 4.0, KI, Big Data und
Smart Cities viele Chips bendti-
gen, profitiert die Halbleiterin-
dustrie - TSMC verzeichnet weit
bessere Ergebnisse als erwartet
-und die Elektronikfertigung ins-
gesamt.

Fundamental

According to the VDMA, the out-
look for manufacturers of elec-
tronics production equipment is
inconsistent. Two thirds expect a
decline, while one third are ex-
pecting growth. There are many
reasons for this, ranging from po-
litical uncertainties regarding the
trade war, to the slowdown of
business in China. However, un-
certainty in Germany about the
future course of the automotive
industry is also playing an in-
creasingly important role, since
the automotive environment is
being hit particularly hard.

The good news is that funda-
mentally all indicators point to
growth. The semiconductor in-
dustry in particular will profit
from this since smart technologies
like IoT, Industry 4.0, Al Big Data
and Smart Cities will drive de-
mand for chips. TSMC is reporting
far better results than expected -
and electronics manufacturing as
a whole is benefiting.

Dass dem Packaging eine zu-
nehmend wichtige Bedeutung
zukommt, um die Produkte zu
differenzieren, ist auch eine gute
Nachricht fiir Europa, weil hier-
zulande eine hohe Kompetenz in
diesen Techniken vorhanden ist.
Gerade in Deutschland gibt es ei-
nige der beriihmten Hidden
Champions in diesem Umfeld
bzw. Firmen, die auf dem Weg
dorthin sind. Die Wahrscheinlich-
keit ist hoch, dass es sich bei der
derzeitigen Abkiihlung - auch
wenn sie teilweise sehr kiihl aus-
fallt - nur um eine Delle handelt.
Die Unsicherheiten rund um die
Automobilindustrie miissten aber
dringend gekldrt werden, da be-
stehen ja durchaus Einflussmog-
lichkeiten fiir Industrie und Poli-
tik. Und dass Tesla wie vorgestern
Abend bekannt gegeben seine
ndchste Gigafactory in Berlin
bauen will, ist ja sicherlich kein
schlechtes Zeichen.

Ihr
Heinz Arnold

The fact that packaging is play-
ing an increasingly important role
in differentiating products is also
good news for Europe, as there is
a high level of expertise in these
technologies here. Especially in
Germany some of the famous
"Hidden Champions" already op-
erate in this area, or at least there
are companies that are on their
way there. There is a strong prob-
ability that the current economic
cool-down - even if it sometimes
feels very cool - will only turn out
to be a dip. However, the on-going
uncertainties affecting the auto-
motive industry need to be ur-
gently clarified, and here there are
opportunities for industry and
politics to exert their influence.
And the fact that Tesla announced,
just the night before last, that it
plans to build its next Gigafactory
in Berlin is certainly not a bad
sign.

Sincerely
Heinz Arnold
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Beschleunigt in die Zukunft
der Elektronikfertigung

Christoph Stoppok

Leiter Bereich Components Mobility & Systems im
ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Ich begriifie Sie zum dritten Tag der productronica,
der international wichtigsten Plattform fiir Entwick-
lung und Fertigung von Elektronik. Die beiden ers-
ten Messetage haben den fiithrenden Status des
Branchen-Events eindrucksvoll unterstrichen, und
auch die zweite Halbzeit der Messe verspricht Span-
nung und interessante Einblicke in die Entwick-
lungstrends der Elektronikfertigung.

Bereits beim letzten Branchentreff in Miinchen
war die zunehmende Digitalisierung in allen Wirt-
schafts- und Lebensbereichen das bestimmende
Thema. Daran hat sich auch 2019 nichts geandert,
aufder, dass weitere Aspekte hinzugekommen sind,
die die Rahmenbedingungen der Branche zusatzlich
verschdrfen. Das Tempo, in dem reagiert, entwi-
ckelt, entschieden und umgesetzt werden muss,
nimmt stetig zu. Nicht von ungefdhr lautet der
Claim der diesjdhrigen productronica ,,Accelerating
Innovation®. Diese zunehmende Beschleunigung
fordert allen Unternehmen viel ab.

Hinzu kommen wirtschaftspolitische Entwick-
lungen, die zu erhohter Verunsicherung beitragen
und die uns teilweise ratlos zurticklassen. Wie und
wann endet der Brexit? Wie gestalten Trump und
die USA ihre Handelspolitik? Welchen Weg nimmt
China? Wie verandert sich unser Klima? Wann wird
wieder mehr investiert? Fragen iiber Fragen!

Doch unabhdéngig davon, wie all diese Fragen
beantwortet werden, ist es fiir die Akteure der Elek-

tronikfertigung sehr wichtig, innovativ, schnell und
qualitativ hochwertig zu agieren. Wie das funktio-
nieren kann, haben die Gewinner des productronica
Innovation Award 2019 eindrucksvoll gezeigt. Ne-
ben diesen prdmierten Produkten und Losungen
bietet die productronica mit ihren Fachforen, Son-
derschauen und Live-Demonstrationen hervorra-
gende Moglichkeiten, sich fachspezifisch und um-
fassend zu informieren. Hierzu tragt auch die Spea-
kers Corner auf dem PCB & EMS Marketplace in
Halle B3 bei, auf der der ZVEI und seine Mitglieds-
firmen branchenrelevante und interessante Inhalte
rund um die Themen Leiterplatte und Electronic
Manufacturing Services prdsentieren. Ich lade Sie
herzlich dazu ein, sich heute ab 10:00 Uhr iiber
aktuelle Marktzahlen, Markttrends und Marktaus-
sichten in diesen Segmenten zu informieren.

Besonders mit Blick auf die Zukunft mdchte ich
Ihnen einen Besuch des Bereichs , Accelerating Ta-
lents“ nahelegen, wo Sie auf der Startup-Plattform
fast forward auf frische Ideen, neue Firmen und
junge Nachwuchskrafte treffen. Diese werden unse-
re Zukunft mitgestalten und beeinflussen.

In diesem Sinne wiinsche ich allen Besuchern der
productronica einen spannenden, inspirierenden
und zukunftsweisenden Messebesuch.

Ihr
Christoph Stoppok

Accelerating toward the future of electronics manufacturing

Dear Exhibitors and Visitors,

Welcome to the third day of productronica, the most
important international platform for electronics de-
velopment and production in our industry. The first
two days of this trade fair in Munich have impres-
sively underscored the prestige of this event. And the
second half of the fair also promises to deliver excite-
ment and interesting insights into developing trends
in electronics production.

Increasing digitization had already become the
defining topic in all areas of the economy and our
lives at last year’s event. In this respect, nothing has
changed during 2019 apart from additional issues that
are now toughening overall conditions in the indus-
try. The speed at which companies have to respond,
develop, decide and implement is growing constant-
ly, so it’s not just happenstance that led this year’s
productronica to adopt the motto “Accelerating In-
novation.” This increasing acceleration places high
demands on all companies.

On top of that, economic and political develop-
ments are intensifying uncertainty and, in some
cases, leaving us perplexed: How and when will
Brexit come to an end? How will Trump and the U.S.
structure the country’s trade policies? What are Chi-
na’s plans for the future? How will our climate
change? When will companies start boosting their
investments again? One question after the other!

But regardless of how these questions are an-
swered, electronic production companies need to be
innovative, act quickly and ensure high quality. The
winners of the 2019 productronica Innovation Award
have remarkably demonstrated how this can be done.
In addition to highlighting these prize-winning prod-
ucts and solutions, productronica provides excellent
opportunities for obtaining extensive, specific infor-
mation at the event’s trade forums, special shows and
live demonstrations. One example of this is Speakers
Corner at the PCB & EMS Marketplace in Hall B3
where the ZVEI and its member companies present
industry-relevant, interesting content in areas such
as PCBs and electronic manufacturing services. I cor-
dially invite you to take a look at the latest market
figures, trends and outlooks in these segments start-
ing at 10 a.m. today.

Looking toward the future, I would especially en-
courage you to visit Accelerating Talents. At the fast-
forward startup platform, you will encounter new
ideas, new companies and young talent that will in-
fluence and help shape our future.

I wish all productronica visitors an exciting, inspir-
ing and forward-looking time at the trade fair!

Best regards,

Christoph Stoppok, Head of Components,

Mobility & Systems ZVEI (German Electrical and
Electronic Manufacturers’ Association)

Markt&Technik 3
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Connecting grippers to industrial robots

bot applications great freedom of
movement.”

According to Markus Gliick, it
is advisable to consider the re-
quirements of the application
when it comes to control: “Any-
one who only wants to grip a
workpiece and has no further
requirements for the gripping
process can use pneumatically or
electrically controlled grippers
with digital I/0,” he explains.
“This reduces the commissioning
effort, the complexity of the con-
trol and last but not least the in-
vestment volume.” According to
him, other applications require
different interfaces: “Grippers
with I0-Link can be used for ap-
plications that require intermedi-
ate positions, for example. Alter-
natively, externally guided grip-
pers and pneumatic grippers with
mechanical limits or springs can
also be used. Grippers with In-
dustrial Ethernet interfaces, on
the other hand, have their autho-
rization above all when real-time
control is to be implemented, spe-
cial referencing is required, or
process data is to be recorded.”

With 2550 grippers, Schunk
offers the world’s widest range of
standard gripper system compo-

Fortsetzung von Seite 1

Neues Panel-Level-Packaging-Konsortium

Materialentwicklung weiter vor-
anzubringen.

Die Expertise des Fraunhofer-
Instituts fiir Zuverldssigkeit und
Mikrointegration IZM in den Be-
reichen Wafer-Level-Packaging
und Substrattechnologie war
2016 der Keim fiir die Griindung
des Panel-Level-Packaging-Kon-
sortiums mit 17 Industriepart-
nern. Das internationale Konsor-
tium schuf die Grundlagen fiir
industriell nutzbare Prozesse zur
Herstellung von Low-Cost-Pa-
ckages im Panel-Format (18 Zoll
x 24 Zoll). So sind sehr diinne
Komponenten entstanden, die
auf das iibliche Substrat verzich-
ten, dabei aber exzellente elektri-
sche Eigenschaften und nur einen
sehr geringen thermischen Wi-
derstand besitzen. Wegen der
kurzen elektrischen Verbindun-
gen sind diese Packages hervor-
ragend flir Hochfrequenz-An-
wendungen wie 5G und Radaran-
wendungen (z.B. fiir das autono-
me Fahren) geeignet. Schwer-
punkt der zweijahrigen Koopera-
tion war die gesamte Prozessket-

Prof. Dr. Markus Gliick, Schunk

“With grippers with 10-Link interface,
parameterisation and diagnostic data
can also be transmitted via the digital
point-to-point connection”.

(Picture: Schunk)

nents on the market. In addition,
there is a comprehensive portfo-
lio of robot accessories and
adapter plates that enable quick
and easy installation. “On re-
quest, Schunk can supply grip-
pers for collaborative applica-
tions, such as the ‘Co-act EGP-C’,
as a completely pre-assembled
unit with a suitable interface for
the robots from Universal Robots,
as well as the ‘LBR iiwa’ from
Kuka and the CR from Fanuc,

te des Panel-Level-Packaging:
Bestlickung, Molding, Umver-
drahtung, Kostenmodellierung
und Standardisierung.

Das neue Konsortium

Der grofie Erfolg veranlasste
das Fraunhofer IZM, ein zweites
Konsortium zu planen - die Ge-
burtsstunde des ,,PLC 2.0 Viele
der Firmen aus dem ersten Kon-
sortium werden wieder dabei
sein, aber die Tiiren sind auch fiir
neue Mitglieder geoffnet.

Im Gegensatz zu den eher all-
gemeinen Zielen im ersten Pro-
gramm des Konsortiums kon-
zentrieren sich die Partner nun
auf drei spezifische Ansdtze:
Erstens der Weiterentwicklung
und Prazisierung der technologi-
schen Entwicklung, insbesonde-
re in Hinblick auf die Schnittstel-
len zwischen den einzelnen Pro-
zessschritten. In der zweiten
Stufe sollen die Leitungsverdrah-
tungen immer feiner werden;
damit soll bis zu den Grenzen
des Moglichen vorgedrungen

4 Markt&Technik

Dr. Kurt Schmalz, J. Schmalz

“We work together with various
robot manufacturers to develop
suitable gripping solutions for the
respective robots”.

(Picture: ). Schmalz)

which has been tested several
times under real conditions of au-
tomated production,” emphasiz-
es Markus Gliick.

The vacuum technology man-
ufacturer J. Schmalz in Glatten,
Germany, also offers grippers in-
dividually adapted to the robots
of certain manufacturers: “When
designing grippers, we take into
account that the interface is me-
chanically and electrically com-
patible,” emphasizes Dr. Kurt

werden. Aufgrund der weiteren
Miniaturisierung auf Chipebene
ist auch eine hohere Verdrah-
tungsdichte auf den organischen
Substraten zwingend notwen-
dig.

Daher ist im PLC-2.0-Konsorti-
um das Ziel, eine Verdrahtungs-

Tanja Braun, Fraunhofer 1IZM

»Wir planen, mit dem neuen
Konsortium im Dezember 2019
unsere Arbeit aufzunehmen. Ich bin
gespannt, welche Unternehmen

sich uns anschlieffen und das zweite
Level mit uns erreichen wollen.«
(Bild: Fraunhofer 1ZM)

Schmalz, managing partner of
the company. “Here we work to-
gether with various robot manu-
facturers to develop suitable grip-
ping solutions for the respective
robots.”

In addition, there would be
suitable software modules and a
bus system for smooth commis-
sioning and communication. “We
also integrate many intelligent
functions into our end effectors,
because Cobots usually have few
interfaces,” he adds. “Sensors in
our devices collect data that is
relevant for functions such as pre-
dictive maintenance and condi-
tion monitoring and pass it on to
the higher-level controller. That
makes separate sensors superflu-
ous.” The topic of “integrated
functions” also includes the ques-
tion of how and where the vacu-
um is generated: “If, for example,
the robots are used mobile in the
warehouse, our electric vacuum
generators, which do not require
external compressed air, are an
ideal solution”.

In addition, of course, the grip-
per must fit the robot’s range of
tasks. “Lightweight robots and
cobots have a limited payload,
which requires light and compact

dichte bis zu 2 pm Linienbreite
und 2 pm Abstand zu realisieren.

Dabei soll eine moglichst hohe
Systemzuverldssigkeit erreicht
werden. Daher werden die Elek-
tromigration und die Kupferdiffu-
sion Schwerpunkte der zukiinfti-
gen Forschung sein. Ein erweiter-
tes Kostenmodell rundet das
Forschungsprojekt ab.

Um diese Herausforderungen
anzugehen, wurden im Vorfeld
des PLC 2.0 weitere Gerateinstal-
lationen am Fraunhofer IZM vor-
genommen. Hier sei auch dem
BMBF gedankt, da einige der gro-
flen Investitionen innerhalb der
Forschungsfabrik Mikroelektro-
nik Deutschland erfolgten. Wei-
terhin wird es aufgrund der er-
folgreichen Implementierung des
Workflows nur eine Kategorie der
Mitgliedschaft geben.

300.000 Chips,
30.000 SMDs

Die Leistungen, die im ersten
Konsortium erreicht wurden,
sprechen fiir sich: Im ersten Jahr

grippers,” explains Kurt Schmalz.
“At the same time, we meet all
safety-relevant aspects during de-
sign so that humans and robots
can work together safely.”

The grippers are controlled by
the respective robot controllers
via different interfaces, depend-
ing on the application. “Regard-
less of the degree of human-robot
interaction, the grippers are con-
trolled either pneumatically or
electrically, i.e. via digital I/O, IO-
Link or via industrial Ethernet
and bus interfaces, depending on
the model,” explains Markus
Gliick. “Grippers with digital I/Os
are considered the entry segment
into the world of mechatronic
handling. Especially with the first
switch from pneumatic to mecha-
tronic gripping systems, control
via digital I/Os proves to be ad-
vantageous because the principle
of control is retained and no pro-
gramming knowledge is neces-
sary”. Other interfaces open up
additional possibilities: “With
grippers with I0-Link interface,
parameterization and diagnostic
data can also be transferred via
the digital point-to-point connec-
tion,” notes Markus Gliick. “In
addition, the wiring effort and the

wurde die gesamte Prozesskette
von der Montage iiber das For-
men bis hin zur Geratevereinze-
lung auf einem Halbformat-Panel
(18 Zoll x 12 Zoll) etabliert und
optimiert. Hierzu wurden Test-
verfahren und Demonstratoren
entwickelt sowie erste Zuverlds-
sigkeitstests durchgefiihrt. Im
zweiten Jahr konzentrierte sich
das Konsortium dann auf die Mo-
difizierung des Designs. Basie-
rend auf den Ergebnissen des
ersten Jahres wurde die Techno-
logie vom Halbformat zum Voll-
format (18 Zoll x 24 Zoll) skaliert
und vertikale Verbindungsele-
mente sowie passive Komponen-
ten integriert. Insgesamt wurden
in diesen zwei Jahren {iber
110 Panels hergestellt und nahe-
zu 300.000 Chips zusammen mit
30.000 SMDs eingebettet. Da-
neben wurde ein umfassendes
Kostenmodell aufgestellt, wel-
ches je nach Anwendung und
Materialanfrage angepasst wer-
den kann. (ha)
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number of interface and connec-
tor variants in the system can be
reduced. Grippers with Industrial
Ethernet interface, such as Profi-
net, EtherCAT or EtherNet/IP, en-
able an even greater range of
functions: For example, the type

Anzeige

Halle A4, Stand 140 / hall A4, booth 140

oy B oJ Lk

of referencing can be set to block,
speed, current travel or work-
piece. In addition, there are other
functions such as measuring, po-
sitioning, the integration of a web
server for commissioning, or the
connection to a gateway for data

evaluation via ERP systems or
cloud solutions”.

J. Schmalz also favors I0-Link
and Ethernet for the data link be-
tween robot and gripper: “The
connection is made via the re-
spective data interface — 10-Link

or Ethernet,” emphasizes Kurt
Schmalz. “The challenge lies in
communication, because each
robot has its own language.” He
already has an answer to this
problem: “A uniform operating
system such as ROS, Robot Oper-

productronica 2019

News | Aktuell

ating System, would be a solution
to simplify communication be-
tween grippers and robot control-
ler”. (ak)

). Schmalz, Hall B3, Booth 560
Schunk, Hall A3, Booth 338
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Das bietet die productronica fiir den Elektronik-Nachwuchs

Auf der Weltleitmesse fiir Entwicklung und Fertigung in der Elek-
tronik gibt es in diesem Jahr eine eigene Plattform fiir Nachwuchs-
krafte. Studenten, Absolventen, Young Professionals und Startups
haben die Moglichkeit, aufder productronica Einblicke in die Elek-
tronikfertigung zu erhalten und berufliche Kontakte zu kniipfen.

wischen dem ersten und
dritten Messetag stellen
sich Studenten und Young
Professionals aus den Bereichen
Elektrotechnik, Automation, Ma-
schinenbau sowie Wirtschaftsin-
genieurwesen den Aufgabenstel-

Accelerating Talents

lungen von productronica-Aus-
stellern. Die Teilnehmer haben
48 Stunden Zeit, die Challenge zu
bearbeiten und eine Losung zu
prdsentieren. Als Gewinn wartet
auf die Siegerteams jeweils ein
vierstelliger Betrag. Unterstiitzt

wird die erste Hackathon Chal-
lenge auf der productronica vom
VDMA Productronic und dem
Fraunhofer-Institut fir Zuverlas-
sigkeit und Mikrointegration
(1IZM).

Dartiiber hinaus bietet die pro-
ductronica noch weitere Angebo-
te flir Studenten, Absolventen
und Young Professionals in der
Halle B2. Der Bereich Accelera-
ting Talents umfasst drei grofde
Themenbldcke: Talent Gateway,
Career Center, Education Path.

Offers for young electronics experts

The world’s leading trade fair for electronics development and pro-
duction will this year create a new platform for young talents. At
productronica, students, graduates, young professionals, and
startups will be able to gain some insights into electronics produc-
tion processes and establish professional contacts.

etween the first and third
B day of the trade show, stu-
dents and young profes-
sionals from the field of electrical
engineering, automation, me-

chanical engineering, and eco-
nomics will face the tasks set to

them by exhibitors at productron-
ica. The participants have
48 hours to complete the chal-
lenge and present a solution. The
winning teams will be awarded a
four-digit cash prize each. The
first Hackathon Challenge at pro-

ductronica is supported by VD-
MA Productronic and the
Fraunhofer Institute for Reliabil-
ity and Microintegration 1ZM.

In addition, Komax, Schleuni-
ger, the electronics associations
SEMI and ZVEI, as well as the
electronics magazine Neo, among
others, will be sponsoring the
Hackathon and will also provide
representatives for the jury.

productronica has more offers
for students, graduates, and
young professionals in Hall B2.

Im Talent Gateway durchlau-
fen Besucher einen Parcours und
beweisen dort ihre besonderen
Fahigkeiten. Zu den Parcours-
Modulen zdhlen Escape Truck,
Agile-Barista-Schulung, QR-
Code-Rallye sowie Tech-Slams
auf der Talent Stage.

Einblicke in die Job-Profile der
Elektronikfertigung ermoglicht
das Career-Center. Neben Stellen-
angeboten am Job-Board steht
auch ein Career-Café fiir person-
liche Gesprache zwischen Unter-

The Accelerating Talents area in-
cludes three large building blocks:
Talent Gateway, Career Center,
and Education Path. In the Talent
Gateway, visitors clear a course
that highlights their special skills.
The course modules include the
Escape Truck, Agile Barista Train-
ing, QR Code Rally, and Tech
Slams on the Talent Stage.

The Career Center provides
insights into the job profiles of
electronics production. In addi-
tion to job ads on the Job Board,

nehmen und Nachwuchskrdften
zur Verfiigung.

Beim Education Path konnen
sich Schulabganger, Auszubil-
dende und Studenten {iber ver-
schiedene Moglichkeiten des be-
ruflichen Einstiegs informieren.
Branchenexperten teilen dort in
personlichen Gesprachen ihr In-
sider-Wissen.

O

a Career Café is available for per-
sonal meetings between compa-
nies and potential future employ-
ees.

On the Education Path, school
leavers, trainees, and students
can obtain information about the
various options for starting a ca-
reer in this area. Industry experts
share their insider knowledge
during personal meetings.

O

Accelerating Talents
in the Future Markets Cluster, Hall B2

Premiere fiir Startup-

Plattform

ie Anzahl der Innovationen von

neuen Playern in der Elektronik-

branche wachst von Jahr zu Jahr.
Damit Startups ihre Chancen fiir einen
Marktzutritt verbessern konnen, bringt
die Plattform ,,productronica Fast For-
ward“ innovative Ideen, Prototypen und
Produkte junger Unternehmen mit einem
breiten, internationalen Publikum von
Industrievertretern zusammen.

Nach den erfolgreichen Ausgaben von
»electronica Fast Forward“ in den Jahren
2016 und 2018 findet die Plattform fiir
Elektronik-Startups erstmals auch bei der
diesjahrigen productronica statt. Die In-
novationen reichen von kontaktlosen Be-
stiickungsmaschinen bis hin zu KI ge-
stiitzter Gestensteuerung.

Rund zehn junge Unternehmen haben
ihre Bewerbungen fiir den diesjdhrigen
»productronica Fast Forward“ Award ein-
gereicht. Eingebettet in den Ausstellungs-
bereich , Accelerating Talents*, zeigen die
Startups am ,productronica Fast For-
ward“ Stand in Halle B2 ihre Produkte.
Zusatzlich finden auf der Talents Stage
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tdglich Pitches, Vortrage und Workshops
der Startup-Szene statt. Anhand der Pra-
sentationen am Stand und den Pitches
vor Publikum bewertet eine unabhangige
Jury die einzelnen Unternehmen.

Umfangreiches Startpaket
fiir Award-Gewinner

Die Entscheidung, welches Startup
erstmals den ,productronica Fast For-
ward“ Award 2019 gewinnt, fillt am letz-
ten Messetag (Freitag, 15. November).
Zwischen 11 und 11:30 Uhr finden auf der
Talents Stage in Halle B2 die finalen Pit-
ches statt; der Sieger wird um 13:00 Uhr
bekannt gegeben. Der Gewinner erhalt
eine Standfliche auf der productronica
2021 sowie ein Marketingpaket im Wert
von 25.000 Euro von Elektor Internatio-
nal Media. Dariiber hinaus beteiligen sich
Distrelec als Platinsponsor sowie die Aus-
steller Kurtz Ersa, Weller, Almit und Bern-
stein als Sponsoren der Fast Forward.

O

productronica Fast Forward

Premiere for the startup

platform

he number of innovations from new
Tplayers in the electronics industry

grows from year to year. So that start-
ups can improve their chances of entering
the market, from November 12-15, “pro-
ductronica Fast Forward” will introduce
innovative ideas, prototypes, and products
from young companies to international
representatives from a wide range of indus-
tries.

After the successful “electronica fast
forward” in 2016 and 2018, the platform
for electronics startups will, for the first
time, feature at this year’s productronica.
The innovations range from contactless
pick-and-place machines to Al-supported
gesture control.

Startup area in Hall B2

About ten startups have submitted
their applications for this year’s “produc-
tronica Fast Forward” award. Integrated
within the Accelerating Talents exhibition
area, the startups will show their products
at the productronica Fast Forward booth

in Hall B2. Each day will also feature
pitches, presentations, and workshops
from the startup scene at the Fast Forward
Forum. An independent jury will assess
the individual companies on the basis of
the presentations at the booth and at the
forum.

Comprehensive start package
for award winners

The decision as to which startup will be
the first to receive the 2019 “productronica
Fast Forward” award will be made on the
final day of the fair (Friday, November 15)
between 11 a.m. and noon at the fast For-
ward Forum in Hall B2. The winner will
receive a booth at productronica 2021 and
a marketing package to the value of
€25,000 from Elektor International Media.

Distrelec participates as platinum spon-
sor and the exhibitors Kurtz Ersa, Weller,
Almit and Bernstein as sponsors at the Fast
Forward.

O

productronica Fast Forward, Hall B2



Heute | Today

Today‘s supporting programme

Along with the exhibition and confer- productronica Forum (Hall A1)
ences taking place today, the pro-
ductronica team is proud to present

the following smaller events.

What is the future for automotive electronics? Round Table, Global SMT & Packaging with guests

Michael Ford, Aegis Corporation

Human Automation: Hands-Free Industry 4.0
Good Practices, to be "Best in Class" in SMT

Ivan Roman Gonzalez, Continental Powertrain

PCB & EMS Speakers Corner (Hall B3) Innovation Forum (Hall B2)

Printed Electronics — Pushing the Limits Dr. Andreas Albrecht, Cicor The future of diversity and inclusion WNIE TV
Creating customer value with automated DFM Michael Hendrix. Lacroix Electronics in technology & manufacturing

in digital industrialization chain ? Printed Electronics Insights: OE-A
Movers of the Green Factory in Industry 4.0 Alexander Schmoldt, Murata P G sl sesis

=) continued from Page 1

Doing a clean job

room agency mycleanroom and
its partners will focus on auto-
mation, modular cleanroom sys-
tems and modern training meth-
ods. Further topics are clean-
room supplies, cleaning, filtra-
tion, airborne molecular impuri-
ties and measurement tech-
niques. A modular cleanroom

PanaCIM-EE Gen2

with cleanroom furniture and
floor as well as contamination
control zones serves as a stage
for the demonstrations. All rele-
vant processes are presented to
the visitors and important fac-
tors are highlighted.

Another focus is the human
being as a risk factor in clean

rooms - which is why concepts
for clothing and holistic mea-
sures for empowerment are pre-
sented. With mycleanroomVR,
visitors have access to a virtual
cleanroom and can practice the
use of cleaning mops.
Topics of the presentations
and interactive live sessions:
e Furniture and contamination
control as well as ventilation
zone concepts

Multi-level manufacturing execution system

Panasonic presents “PanaCIM-EE
Gen2” which is the next generation
MES with a decentralized concept.
It introduces an individual line
server combined with a cluster
concept where materials can be
shared flexibly among the con-

nected lines through its material
control module. “We have devel-
oped an extremely powerful sys-
tem which consists of seven mod-
ules, that provide a completely in-
tegrated management of the SMT
floor”, says Daniel Bahde, Project

Management Engineer at Pana-
sonic. “There are now first custom-
ers in Germany who are imple-
menting the Line Management
System”. In order to increase the
productivity, reduce costs and en-
hance the quality of the product it

e Operation of cleanrooms

e Cleanroom construction and
equipment

¢ Individual and modular clean-
rooms

* Cleaning and cleanroom sup-
plies

* Clothing concepts and con-
sumables

e Component feeders and han-
dling

e Automation in cleanrooms

can be tailored to support just one
or over 1000 machines. “The sys-
tem is highly scalable”, explains
Daniel Bahde. “Depending on cus-
tomer requirements, individual
modules - up to the whole package
- can be used.” PanaCIM-EE Gen2

e Warehousing

e Holistic training concepts for
cleanrooms

¢ Training as cleanroom manager

* Behavioral and cleaning train-
ings

e Live VR training with myclean-
roomVR (za)

O

Cleanroom live demo,
Future Markets Cluster, Hall B2

provides modules for material con-
trol, enterprise link, material veri-
fication, production analysis and
monitoring. (cp)

O

Panasonic, Hall A3, Booth 177
and Hall B1, Booth 640

Anzeige

New modular VADU design

PiNK

New modular design for
PINK Vacuum Soldering Systems

PINK offers its established and proven soldering systems now
in a new modern and modular design

e Flexible soldering technologies

e Customized upgrades

e Intuitive operation

e Easy maintenance

e Environmental-friendly

e Shorter lead time

e \Well-known void-free soldering quality

%, <5 prod
o productronica 2019

Please visit us:
12.-15.11.19, Munich
Booth 255, Hall A4

PINK GmbH Thermosysteme - Am Kessler 6 - 97877 Wertheim - T +49(0)9342 919-0 - vadu@pink.de - www.pink.de



Robotik

Industrieroboter werden mobil

Leichtbauroboter, ob zu Mensch-Roboter-Kollaboration fahig oder
nicht, sind zwar nach wie vor in aller Munde. Auf der productroni-
ca geraten aber die mobile Robotik und die Linearférdertechnik
verstarktins Blickfeld — sie helfen dabei, Montage- und Transport-

prozesse zu automatisieren.

ine wichtige Rolle wird auf

der productronica sicherlich

die mobile Robotik spielen,
sagt Eeva-Maria Kittilae, Vice Pre-
sident Electronics bei Kuka im
Bereich Robotics. »Fiir Kunden
aus unterschiedlichen Branchen
- natiirlich auch aus der Elektro-
nikindustrie - ist eine zunehmen-
de Automatisierung der Produk-
tion wichtig, um wettbewerbsfa-
hig zu bleiben und die Produkti-
vitdt zu steigern. Allerdings wol-
len die meisten Unternehmen
den Aufwand vermeiden, in die
bestehende Produktionsumge-
bung einzugreifen und sie im gro-
fen Stil umzubauen. Um dieses
Brownfield, also die bestehende
Produktionsumgebung, zu auto-
matisieren, sind mobile Roboter
eine geeignete Losung, weil sie
sich gut in bestehende Produkti-
onsumgebungen integrieren las-
sen.«

Mobile Roboterfahrzeuge sind
natiirlich gut mit Leichtbau-
Knickarmrobotern kombinierbar:
Der Knickarmroboter steht auf

dem Fahrzeug und kann seine
Aufgaben automatisiert an ver-
schiedenen Stellen erfiillen. Fiir
Robotik-Unternehmen wie Kuka
liegt es natiirlich nahe, entspre-
chende Systeme anzubieten und
auf bestimmte Anwendungen
auszurichten: »Wir prasentieren
auf der productronica unsere
neue ,Kuka Wafer-Handling Solu-
tion‘ - einen mobilen Roboter
bestehend aus einer mobilen
Plattform und einem sensitiven
Leichtbauroboter des Typs ,LBR
iiwa‘, der das Handling und den
Transport von Wafer-Kassetten in
Reinraumumgebungen automati-
siert«, fiihrt Eeva-Maria Kittilae
aus. »Hier bringen wir zwei unse-
rer Meinung nach zukunftstrach-
tige Trends zusammen: Zum ei-
nen die Automatisierung mithilfe
eines mobilen Roboters, zum
anderen das Thema Wafer bezie-
hungsweise Halbleiter.« 2018 sei
der weltweite Absatz von Halblei-
tern laut Elektronikverband ZVEI
von 412 auf 474 Milliarden Dollar
gestiegen. Und auch in Zukunft

Cobots als treibende Kraft

Ob als Gelenkantriebe oder in Greifern: Mikroantriebe kommen in
Leichtbaurobotern an vielen Stellen zum Einsatz. Und die Leicht-
baurobotik entwickelt sich stiirmisch — sie befliigelt also den
Markt fiir Mikroantriebe und formt ihn zugleich. Um in Leichtbau-
roboter integrierbar zu sein, miissen die Mikroantriebe aber eini-

ge Voraussetzungen erfiillen.

eichtbauroboter schicken

sich an, die Fabrikhallen zu

erobern - und nicht nur sie:
Auch in Medizin, Pflege, Service
aller Art und privaten Haushalten
stehen sie in den Startlochern.
TIhre beweglichen Teile, seien es
Armgelenke oder Greiferfinger,
bendtigen passende Antriebe,
und diese miissen moglichst
klein, prazise und leistungsstark
sein. »Leichtbaurobotik ist ein
riesiges Themenfeld, das zu Ver-
dnderungen vieler angrenzender
Bereiche fiihrt, viele neue Ein-
satzmoglichkeiten fiir Roboter
schafft und teils vollig neue An-
forderungen an Mikroantriebe
stellt«, sagt Andreas Seegen,

Head of Marketing beim Mikro-
antriebstechnik-Hersteller Faul-
haber. »Ich verweise nur auf die
sogenannten Cobots, kollaborativ
arbeitende Roboter, die mit den
Beschaftigten am gleichen Ar-
beitsplatz tatig sind.«

Wenn Roboter ohne Einhau-
sung direkt mit Menschen arbei-
ten, miissen sie besonders sicher
sein. Dies gilt auch fiir die Mikro-
antriebstechnik in Armgelenken
und Greiferfingern. »Sensoren
miissen schon vor einer Beriih-
rung oder Quetschung eines Fin-
gers oder anderer Korperteile re-
agieren und die Bewegung des
Roboters stoppen, erldutert An-
dreas Seegen. »Dafiir braucht es
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werde sich das Wachstum weiter
dynamisch entwickeln - nicht
zuletzt, weil in anderen Berei-
chen wie der Konsumelektronik,
der Industrie-Elektronik und be-
sonders auch in der Automotive-
Elektronik der Bedarf steigen
werde. »Um diesen wachsenden
Bedarf decken zu konnen, muss
automatisiert werden«, betont
Eeva-Maria Kittilae. »Hierfiir ha-
ben wir mit der Kuka Wafer-
Handling Solution eine ideale
Losung parat.«

Oumayma Grad,
Yamaha Motor Europe

»Es ist davon auszugehen, dass ein
erheblicher Bedarf bestehen wird,
die gesamte Produktionslinie

zu optimieren und den Durchsatz
zu beschleunigen.«

(Bild: Yamaha Motor Europe)

zuverldssige Antriebssysteme,
die sich schnell ansprechen las-
sen.«

Um sinnvoll in Roboterarme
und Greifer integrierbar zu sein,
miissen die Mikroantriebe und
ihre Komponenten allerdings ei-
nige Voraussetzungen erfiillen.
Vor allem miissen sie kompakt
und leistungsstark zugleich sein.
»Im Leichtbau zahlt jedes Gramm
und jeder Millimeter, stellt And-
reas Seegen klar. »Flach bauende
und auf Drehmoment optimierte
Antriebe sowie kompakte Antrie-
be mit integrierten Steuerungen
sind daher das Mittel der Wahl.«

Die allgemein fiir dynamische
und zugleich platzkritische An-
wendungen entwickelten Antrie-
be lassen sich natiirlich auch in
Leichtbaurobotern einsetzen,
sofern sie bestimmte Eigenschaf-
ten mitbringen, namlich geringe
Bauldnge und hohes Drehmo-
ment. »Immer mehr Anwendun-
gen in Robotik, Prothetik, Labor-

Auch Yamaha hat vielerlei In-
dustrieroboter im Portfolio. Auf
der productronica stellt das Un-
ternehmen neben Robotern und
Elektronikfertigungs-Equipment
die Fordertechnik in den Mittel-
punkt: »Wegen der steigenden
Lohnkosten und des Arbeitskraf-
temangels in vielen Landern
wdchst der Bedarf an Automati-
sierung von Montage- und Trans-
portprozessen fiir kleine Werk-
stlicke, die bisher auf manuelle
Bearbeitung ausgerichtet wa-
ren«, erldutert Oumayma Grad,
Marketing Communications Ma-
nager SMT & FA Sections bei
Yamaha Motor Europe. »Yamaha
reagiert auf diese Anforderungen
mit Linearforderern und seinem
originalen Bildverarbeitungssys-
tem, das sich mit einfachen Pa-
rametereinstellungen konfigurie-
ren ldsst.«

Generell geht der Trend dahin,
Fertigungslinien komplett zu au-
tomatisieren und die einzelnen
Maschinen in-line zu positionie-
ren, was natiirlich eine entspre-
chende Fordertechnik erfordert:
»In Produktionslinien werden
kiinftig nicht mehr unabhangige
Prozesse konzipiert und verbun-
den«, legt Oumayma Grad dar.
»Es ist davon auszugehen, dass
ein erheblicher Bedarf bestehen

Eeva-Maria Kittilae, Kuka

»Eine wichtige Rolle wird

auf der productronica sicherlich
die mobile Robotik spielen.«
(Bild: Kuka)

wird, die gesamte Produktionsli-
nie zu optimieren und den Durch-
satz zu beschleunigen. Zu diesem
Zweck wird Yamaha nicht nur
seine Palette von Robotern fiir
einzelne Prozesse erweitern, son-
dern auch andere Produkte ent-
wickeln, die das Unternehmen
als Gesamtlosung anbieten kann,
etwa Linearférdermodule zur
Prozessanbindung.« (ak)

O

Besonders kurz gebaut und damit fiir die Leichtbaurobotik geeignet
sind die biirstenlosen DC-Motoren der Serie BXT von Faulhaber.

(Bild: Faulhaber)

automatisierung, Medizintech-
nik und Pumpen sowie in der
Ausstattung von Flugzeugkabi-
nen erfordern ein hohes Dreh-
moment bei kurzer Bauweisex,
fiihrt Andreas Seegen aus. »Mit
der Markteinfiihrung der flachen
biirstenlosen DC-Motoren der
Serie BXT setzen wir neue Maf-
stdbe bei Auflenldufer-Hochleis-

tungsantrieben mit genuteter
Wicklung.« Dank innovativer
Wicklungstechnik und optimier-
ter Auslegung seien die Motoren
nur 14, 16 und 21 mm lang, lie-
ferten aber Drehmomente bis
134 mNm bei Durchmessern von
22,32 und 42 mm.

O



Electronics Manufacturing Services (EMS)

»Man kann Geld verdienen in der EMS-Branche!«

Die Miinchner Elektronik-Gruppe Katek SE hat sich durch den Zukauf von bebro
und eSystems in die europdische EMS-Top-Ten katapultiert, und das aus gutem
Grund. Die Branche verspricht nach Ansicht von Rainer Koppitz, CEO der Katek-

Gruppe, noch viel Potenzial.

Markt&Technik: Gratulation, Herr Koppitz.
Mit dem Kauf von bebro und eSystems
diirfte Katek nun zu den Top 10 EMS in
Europa gehoren. Ist damit Ihr bzw. das Ziel
Thres grofiten Aktiondrs Primepulse er-
reicht?

Rainer Koppitz: Ganz klar nein! Die erreichte
Grofde ist eine gute Basis in unserem Ge-
schaft, aber wir haben ganz klar ein Ziel, und
das lautet: iiber eine halbe Milliarde Euro
profitablen Umsatz zu kommen. Wir sind der
Ansicht, dass, wenn wir mit den ganz Grofien
der Branche auf einer Augenhche wahrge-
nommen werden mochten, wir uns in dieser
Groflenordnung bewegen miissen. Wir ha-
ben noch klare Liicken bei Kompetenzen und
Geografien, und deshalb werden wir uns
weiter in diesen spezifischen Bereichen um-
sehen.

Was macht das EMS-Geschift als Investiti-
onsbereich so attraktiv? Die Margen in die-
sem Umfeld sind ja eher gering.

Ich wiirde der zweiten These widersprechen.
Ich finde die Margen in dem Umfeld gar nicht
so gering. Wir haben bei 15 Prozent der deut-
schen EMSler grofer 8 Prozent EBIT-Marge.
Was sich absolut sehen lassen kann und
zeigt: Wenn man die richtigen Dinge tut,
kann man eine gesunde und solide Marge
erzielen.

Allerdings kann man nur mit einer gewis-
sen Grofde die gesamte Wertschopfungskette
abdecken, von der Entwicklung tiber die Fer-
tigung bis zum Box-Build und After-Sales-
Service. Attraktiv ist es dann, wenn man eine
Wahlmoglichkeit hat, also Auftragsselektion
betreiben kann und nicht aus Verzweiflung
jeden Auftrag annehmen muss. Kurzum: Ich
kann Geld verdienen in dieser Branche, und
das zeigen viele Beispiele. Wichtig ist: Man
muss ein paar Dinge richtig machen und darf
kein Fett ansetzen. Wenn wir gute, schlanke
Companies kaufen, bleiben wir in Summe
agil. Wir wollen also schnelle Speedboote
haben und auf der Holding-Struktur lediglich
wenige Ressourcen. Ressourcen, die den Un-
terschied machen und jeden Tag ihr Gehalt
verdienen.

Die beiden neu erworbenen Firmen wer-
den das vierte und fiinfte Mitglied des Un-
ternehmensverbundes Katek SE mit den
bereits bestehenden Einheiten Steca Elek-
tronik GmbH, Katek GmbH sowie ETL
Elektrotechnik Lauter GmbH sein. Was
macht die beiden Neuerwerbe mit ihren
Standorten interessant fiirs Gesamtportfo-
lio?

Es sind nicht die Standorte. Die sind quasi
mit dabei. Aber wir haben die Firmen nicht
wegen der Standorte gekauft. Es geht um
solides profitables EMS-Geschift in an-
spruchsvollen Branchen wie Healthcare und

Rainer Koppitz, Katek

»Ein ausgewogener Branchenmix ist wichtig
fiir den Ausgleich bei schwachelndem Umfeld
einzelner Branchen. Zudem werden wir gezielt
vertikale Kompetenzen in Zukunftsfeldern
verstdrken, wie eMobility, Solar und
Healthcare.« (Bild: Katek)

Messtechnik, was sehr interessant ist, aber
das alleine hatte auch noch nicht den Aus-
schlag gegeben. Die spannenden Bereiche
sind beflex und eSystems. Beflex ist nahe am
Kunden und nahe an der Entwicklung des
Kunden in denzentralen Zentren auf Proto-
typing spezialisiert. eSystems wiederum ist
einfach wirklich spitze in der Entwicklung
im Bereich E-Mobilitdt, und das wollen wir
sehr stark ausbauen.

Bei eSystems diirfte es sich ja eher um ei-
nen ODM bzw. OEM handeln, da hier ei-
gene Produkte fiir die Elektromobilitat
entwickelt werden. Haben Sie keine Be-
denken, dass dies Dienstleistungskunden
als Konkurrenz eher abschrecken konnte?
Dazu ist aus meiner Sicht Folgendes zu sa-
gen: Was die eSystems macht, ist eigentlich
genau das Kern-Business der Katek-Gruppe,
ndmlich Entwicklung, Prototyping und Seri-
enfertigung fiir einen Kunden - aber ohne
unser Brand auf den Produkten. In dem kon-
kreten Fall liefern wir nicht an einen OEM,
das ist richtig. Die Elektromobilitdt ist so neu,
dass sich die ganze Zulieferindustrie vollig
neu sortiert. Es ist also eher Zufall, dass wir
an einen Schliisselkunden der Automobilin-
dustrie direkt liefern. Wir sehen uns nicht als
OEM, sondern als ODM. Also als Firma, die
immer mehr die komplette Wertschopfung
inklusive Entwicklung und Box-Build reali-
siert. Das tut sie aber nicht, um selbst an den
Markt zu gehen, sondern die Produkte wer-
den unter dem Namen eines OEMs verkauft
und eSystems wird damit wieder unsichtbar
werden. In dem Fall eMobility muss man
also sehen, in welche Richtung sich das ent-
wickelt.

Inwieweit werden die neuen Firmen eigen-
stindig agieren und weiterhin ein eigenes
Branding und ein eigenes Management
haben?

Ein eigenes Management: definitiv ja. Die
Firmen werden eigenstandige GmbHs oder
Schnellboote sein mit eigener Geschéftsfiih-
rung, denn das Management der Firmen sind
fiir uns mit einer der Kaufgriinde. Das heifit
aber auch nicht, dass jeder im Management
,,1000-Jahres-Vertrage“ bekommt. Das gilt fiir
die anderen GmbHs auch. Es muss sich her-
ausstellen, wer guter Teamplayer in so einem
Flottenverband ist - bisher lduft das wirklich
gut!

Beim Branding wird es so sein: Im EMS/
ODM-Bereich werden wir die Marke Katek
immer mehr in den Vordergrund stellen. Es
macht keinen Sinn, kostbares Marketingbud-
get auf ein halbes Dutzend Marken zu ver-
streuen, da bleibt am Ende nichts tibrig. Wei-
terhin werden wir jedoch bestimmte Spezial-
bereiche branden, z.B. Steca mit Solar. Steca
wird als Produktmarke im Bereich Solar,
Wechselrichter weiterleben, um das dort auf-
gebaute Standing weiter auszuschopfen. Das
ist denkbar bei weiteren Firmen, die ein be-
stimmtes Kompetenzprofil haben. Warum
nicht eSystems fiir Elektromobilitdt oder be-
flex fiir Prototyping? Wir arbeiten gerade da-
ran.

Welche Mirkte mochte Katek mit dem er-
weiterten Firmenverbund besonders adres-
sieren?

Grundsatzlich wollen wir alle B2B-Branchen
adressieren, weniger Consumer. Ein ausge-
wogener Branchenmix ist wichtig fiir den
Ausgleich bei schwdchelndem Umfeld einzel-
ner Branchen. Zudem werden wir gezielt
vertikale Kompetenzen in Zukunftsfeldern
verstarken, wie eMobility, Solar und Health-
care.

Nach der Hochphase scheint eine Eintrii-
bung am Elektronikmarkt sehr wahr-
scheinlich - wie schétzen Sie die Lage der-
zeit ein?

Stimmt, die Exportwirtschaft schwachelt. Bis-
lang sind das jedoch - toi, toi, toi - eher
Schwdchen einzelner Kunden, noch nicht
einmal Branchen, sodass wir das durch an-
dere stark wachsende Kunden ausgleichen
konnen.

Speziell flir ODM/EMS kann es bei richti-
ger Aufstellung auch zu einer Art Sonderkon-
junktur kommen, da Firmen sich auf ihre
Kernkompetenzen besinnen, die Kosten flir
Elektronik variabilisieren und ins Outsour-
cing gehen; die Tendenz gab es frither auch
in Schwachephasen und aktuell gibt es wie-
der einige solcher spannenden Projekte im
Markt!

Aus heutiger Sicht, das diirfte die Kassandra-
rufe relativieren, werden sicher vier unserer
dann fiinf Tochterfirmen - die Zustimmung
der Kartellbehorden im stark fragmentierten
Markt vorausgesetzt — im Jahr 2019 ein sehr
ordentliches Wachstum hinlegen.

Das Interview fiihrte Karin Ziihlke.
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Electronics Manufacturing Services (EMS)

»wTaktgeber ist der Markt«

Das solide Wachstum der letzten Jahre verdanken die Elektronik-
dienstleister dem Trend, dass OEMs ihre hauseigenen Fertigungen
und weitere Wertschopfungsschritte verstarkt ausgelagert haben.
Steht ein Paradigmenwechsel bevor?

Die Antwort auf diese Frage ist viel-
schichtig und nicht einfach mit
,Ja“ oder ,Nein“ zu beobachten.
Ging nach der grofRen Wirtschafts-
krise im Jahr 2009 der Trend fast
kompromisslos in Richtung Out-
sourcing und Auflosung OEM-eige-
ner Fertigungen, so hdangen heute
derartige Entscheidungen von vie-
len Rahmenbedingungen ab.

Michael Velmeden, Geschdfts-
fithrer von cms electronics, beob-
achtet einen Trend Richtung In-
sourcing aus der Motivation her-
aus, dass der Kunde die eigene
Elektronikfertigung zuriick ins
Haus holt, um Kompetenz aufzu-
bauen. Gleiches gilt laut Velmeden
auch fiir die Entwicklung. »Eine
Zeitlang war man der Meinung, die
Elektronikfertigung muss aufier
Haus, denn sie kostet nur Geld.
Dieses Paradigma hat sich jetzt et-
was verdndert. Die Wichtigkeit der
Elektronik hat in der Wahrneh-
mung des Kunden zugenommen.«

Einige Teilnehmer des Markt&
Technik-Forums EMS-Dienstleis-
tung, darunter auch Arthur Ronisch,
Geschiftsfiihrer von Turck duotec,
sehen das Insourcing nach wie vor
als Ausnahme. Zwar habe ein Kunde
eine eigene Elektronikfertigung auf-
gebaut, so Ronisch, dennoch fahrt
die Produktion von Turck duotec fiir
diesen Kunden weiter hoch, weil der
Kunde zweigleisig fahren mochte.
»Das ist aber eine Ausnahme. Bei
anderen Kunden beobachte ich eher
das Gegenteil. Zudem bekomme ich
immer wieder - und momentan so-
gar relativ viele - Ubernahmeoffer-
ten. Das heifdt, Firmen treten an uns
heran, weil sie Bereiche auslagern
wollen, die nicht mehr zum Kernge-
schaft gehoren. Insofern wiirde ich
daraus interpretieren, dass es bei
dem einen oder anderen Konzern
Uberlegungen gibt, eher einen
Dienstleister zu nutzen.«

Johann Weber, Vorstandsvorsit-
zender von Zollner Elektronik,
stellt zwar grundsatzlich fest, dass
der Anteil des Outsourcings weiter
zunimmt. »Getrieben wird diese
Entwicklung durch das Bewusst-
sein fir Know-how, aber auch, weil
das Investment, um Elektronik zu
produzieren, kontinuierlich steigt.
Vor 30 oder 40 Jahren konnte man
mit 100.000 DM SMT produzieren,
heute bewegt sich das im Bereich
mehrerer Millionen Euro.« Aber bei
sehr komplexen Produkten sieht

Bruno Geiger, habemus

»Wir merken, dass loT/I40 beim
Mittelstand ankommt und dieser sich
starker Gedanken macht, wie er sein
Produkt intelligenter machen kann.
Im Zuge dessen bauen solche Firmen
Entwicklungskapazitdten auf, aber
eher koordinativ, denn jedwede
Kompetenz in Sachen ,,Safety und
Konnektividt* selber aufzusetzen,
das schafft kaum ein Mittelstandler.«

Dieter Miiller, BMK

»Das ist ein normaler Vorgang,

und wo die Kompetenzen einer Firma
liegen, ist eine Unternehmens-
entscheidung. Wenn der Kunde
glaubt, dass er eigene Fertigungs-
kapazitdten braucht, dann baut er
diese eben auf.«

auch Weber, dass grofie internatio-
nale Kunden einzelne Technologien
wieder zuriick ins Haus holen.
»Diesen Trend beobachte ich seit
etwa zwei Jahren. Und dabei geht
es nicht nur um die PCB-Besti-
ckung, sondern um Assembly in
Summe.«

Laut Roland Hollstein, Ge-
schaftsfithrer von Grundig Busi-
ness Systems, ist zumindest eine
gewisse Stagnation bei der Vergabe
von Fertigungsdienstleistungen zu
beobachten. Fiir einen grofien Kun-
den in der Region bestiickt sein
Unternehmen 60 bis 70 verschiede-
ne elektronische Baugruppen. Ger-
ne wiirde GBS den Auftrag in Rich-
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tung Montageteile ausweiten, aber
diesen Part der Wertschopfung
mochte der Kunde bewusst bei sich
am Standort behalten. »Der Kunde
ist selbst Teil eines grofien Unter-
nehmensverbundes und will da-
durch nicht zuletzt seine Daseins-
berechtigung im Konzern unter-
mauerng, erklart Hollstein.

Gute Griinde
fiirs Outsourcing

Ein starker Hang in Richtung
Outsourcing ist nach Ansicht von
Doude Douma, VP Business Deve-
lopment EMEA von Sanmina, im
Automotive-Geschaft spiirbar.
Trotz oder auch gerade wegen der
flauen Autokonjunktur setzen die
Automobilzulieferer verstdrkt auf
externe Fertigung. Neben den auf
diese Weise sehr flexiblen Kapazi-
tdten nennt Douma auch die Be-
schaffung von Bauteilen als Grund
fiir die Auslagerung von Dienstleis-
tungen: »Als grofies globales Unter-
nehmen konnen wir uns gut einde-
cken und konnten auch im letzten
Jahr die allgemeine Verknappung
sehr gut abfedern.«

In der Skalierbarkeit der Kapazi-
tdten sieht auch Felix Timmer-
mann, VP EMEA von Asteelflash,
ein schlagendes Argument fiirs
Outsourcing: »Es ist sehr schwer,
von einer auf zwei Schichten zu
gehen, wenn ich nur eine Linie ha-
be. Das kann ein EMS viel besser.«

Auch technische Neuerungen
wie die Miniaturisierung von Kom-
ponenten, die in eigene Produkte
einflieffen sollen, stellen Firmen
spdtestens bei Neudesigns vor die
Herausforderung, das Fertigungs-
Equipment modernisieren zu miis-
sen: »Dann stehen die Firmen am
Scheideweg, ob sie diese Investiti-
on inhouse machen wollen oder
nicht. Und diese Entwicklung wird
in den ndchsten Jahren viele Fir-

men treffen«, meint Timmermann.

Gleiches gilt im Umkehrschluss
jedoch auch fiir die Elektronik-
dienstleister: Wer als EMS vorne
mitspielen und Kunden als ,Lea-
ding Edge“ iiberzeugen will, muss
laut Johann Weber proaktiv agie-
ren: »Der Taktgeber ist der Markt
- und wir miissen sehr flexibel
sein.« Flexibilitat heifit fiir einen
EMS, frithzeitig umzusetzen, was
der Markt, sprich: die Kunden, for-
dern, und auch vorausschauend zu
planen, wie Weber am Beispiel
Sauber-/Reinraumfertigung schil-
dert: »Heute ist SMT im Sauber-
raum Stand der Technik, aber in
Zukunft werden wir in der Lage
sein miissen, eine SMD-Linie auch
im Reinraum zu betreiben.«

Und ganz offensichtlich hat der
EMS-Markt auch immer noch Platz
fiir neue Player bzw. Firmen, die
ihr Dienstleistungsspektrum erwei-
tert haben, wie das Beispiel ,habe-
mus” zeigt: Urspriinglich Entwick-
lungsdienstleister, hat der kleine
Mittelstandler sein Portfolio kiirz-
lich um eine Fertigungslinie er-
gdnzt, »weil wir One-Stop-Shop-
ping anbieten wollen«, begriindet
Geschdftsfiihrer Bruno Geiger den
Entschluss. »Der Kunde kann bei
uns mit einem Ideenzettel ankom-
men, den wir vervollstandigen und
in ein Entwicklungsprojekt iiber-
fithren, bis hin zum fertigen Pro-
dukt und der Produktionslogistik
bis zum Endkunden.« Und bei der
Fertigung groferer Stiickzahlen
setzt habemus auf Kollegen aus
dem EMS-Geschaft.

Kompetenz auf Augenhéhe

Einen neuen Trend oder gar ei-
nen Paradigmenwechsel sieht Gei-
ger nicht: »Wir merken aber, dass
10T /140 beim Mittelstand ankommt
und dieser sich stdarker Gedanken
macht, wie er sein Produkt intelli-

genter machen kann. Im Zuge des-
sen bauen solche Firmen Entwick-
lungskapazitdten auf, aber eher
koordinativ, denn jedwede Kompe-
tenz in Sachen ,Safety und Kon-
nektividt selber aufzusetzen, das
schafft kaum ein Mittelstandler.«
Aber, so Geiger, diese Firmen wol-
len unbedingt auf Augenhohe mit
dem Partner diskutieren konnen,
den Entwicklungsvorgang beglei-
ten und das Setup justieren. Dafiir
braucht es eine gewisses Maf} an
Know-how im eigenen Haus.
Schlieflich will ein Unternehmer
auch kontrollieren konnen, was mit
seinem Geld passiert. »Das ist der
Anspruch im Mittelstand«, so Gei-
ger.

Outsourcing im Zuge der Kon-
zentration auf bestimmte Kernge-
schdfte ist tibrigens nicht nur allei-
ne dem Kunden vorbehalten: »Wir
haben vor zwei bis drei Jahren of-
fensiv unser Portfolio dahingehend
iiberarbeitet, welche Kunden nicht
zu uns passen, schildert Albrecht
Faber, Geschaftsfithrer von bebro.
Von diesen Kunden habe sich beb-
ro dann aktiv getrennt, aber proak-
tiv bei der Suche nach einem pas-
senden Dienstleister geholfen. »Ich
bin der Meinung, je offener man
das macht, umso besser fiir beide
Seiten, so Faber.

Ob Firmen Wertschopfung ausla-
gern oder insourcen, wird in Zu-
kunft wohl noch individueller als
bisher entschieden werden. »Das ist
ein normaler Vorgang, und wo die
Kompetenzen einer Firma liegen, ist
eine Unternehmensentscheidung.
Wenn der Kunde glaubt, dass er ei-
gene Fertigungskapazitdten braucht,
dann baut er diese eben auf. Umge-
kehrt bekommen wir immer mehr
Anfragen nach Dienstleistungen,
weil Personal und Entwicklungsres-
sourcen fehlen, fasst Dieter Miiller,
Gesellschafter von BMK, zusam-
men. (zii)



Manufacturing Execution Systems (MES)

Platform approach or MES?

Requirements that tomorrow’s manufacturing IT must meet

Does it have to be an MES and if so, what must it be able to do?
Although innovative platform approaches exist, are they ready to
be used productively? From MPDV’s point of view, Nathalie Kletti,
Vice President Enterprise Development, summarizes what users
should be aware of if they plan to implement future-proof manu-

facturing IT.

ven though it is the desire of
Emany innovation drivers,

few companies are able to
dispose of their old machines
overnight and start over in the
guise of a green-field approach.
Rather, the old Brown Field ap-
proach is still of crucial impor-
tance. And according to Kletti,
this will be one of the most im-
portant requirements on future
manufacturing IT:

“The manufacturing IT of to-
morrow will have to be able to
handle both contemporary and
older machines - whereby how
it’s going to do that is rather less
important. Furthermore, opening
of systems, i.e. by offering stan-
dardized interfaces, will become
indispensable. Already today,
companies increasingly need a
wide variety of special solutions,
but these have to work together
with established standard sys-
tems.” explains Kletti. “This

Lackwerke Peters

makes high-performance inter-
faces all the more important. The
REST principle (REpresentational
State Transfer, the editor), which
enables extensive interaction be-
tween IT systems via service
calls, has proven to be the most
effective way forward and the
only way to create networks from
many productive applications.”
Tomorrow’s manufacturing IT
must also be open, interoperable
and equipped with standardized
interfaces. However, on the basis
of the technologies currently
available, the people working in
production also have require-
ments for IT. Data acquisition
should be as automated as pos-
sible, and when manual entries
must be made, the system should
support the operator in entering
correct values. Evaluations and
dashboards must be clear and ap-
propriately flexible. Technical in-
novations such as the use of a

Thick-film coating for fast UV LED curing

Lackwerke Peters promise curing
in seconds with energy-saving UV
LEDs using its Elpeguard Twin-
Cure DSL 1602 FLZ/400 thick-film
coating. According to the com-

Anzeige

pany, the coating should already
be tack-free after UV curing and
thus also inline-capable. The
main advantages of UV LED mod-
ules are as follows: they are much
more effective and energy-saving
than conventional mercury va-
pour lamps, cooler in operation,
their service life is significantly
longer, and - because the danger-
ous ozone and UVC exposure is
eliminated - the potential risk for
the user is lower. With Twin-Cure

innovative spirit

Natalie Kletti, MPDV:

“The manufacturing IT of tomorrow
will have to be able to handle both
contemporary and older machines —
whereby how it’s going to do that,
is rather less important.”

smartphone or tablets should be
used in a targeted manner.

A further requirement is that
the manufacturing IT of tomor-
row should be ergonomic and
application-oriented. At this
point, many would expect cloud
computing or the Internet of
Things to make important de-
mands on manufacturing IT.
However, according to Kletti, the
opposite is the case: “Manufac-
turing IT in fact places its de-

DSL 1602 FLZ/400, functional
tests and packaging are possible
shortly after UV LED curing,
while supplementary chemical
cross-linking in shadow areas, for

Pik-As

mands on the surrounding IT
landscape. Focus should be
placed on availability of applica-
tions and the necessary security
of the associated data and not on
a desire to go into the cloud. The
IoT can act as a useful tool for
procuring and distributing data
for manufacturing IT.”

The manufacturing IT of to-
morrow must therefore clearly
define its own requirements for
the IT landscape that surrounds it
and not vice versa. “On the ques-
tion of data, the step to Big Data
and analytics is, of course, not a
huge one. Of course, manufactur-
ing IT also plays an important role
here,” emphasizes Kletti. In order
to be able to produce efficiently
and meet specifications, manufac-
turing IT has to collect and process
more and more data. This means
that powerful tools will be needed
for analysis. Depending on the ar-
chitectural design, such analytics
functions can either be integrated
into the system or linked. This
means that tomorrow’s manufac-
turing IT will have to contain or
efficiently integrate powerful ana-
lytics functions. “An integrated
manufacturing execution system
such as HYDRA from MPDV can

example under components, with
atmospheric humidity at room
temperature leads to optimisation
of the properties. With a 100 per-
cent solids content, the system

Automatical tube marking machine

With the automatical tube mark-
ing machine SP6600 it is possible
to print individual texts (also mul-
tiline) in all languages directly and
permanently on tubes, heat
shrinking tubes and labels. There

triple zero

is a software in the device, which
allows easy operation for every-
one. With simple input function
(input and output operation), the
device can be operated with mini-
mum effort. The device is used in

already handle most of these re-
quirements — but some manufac-
turers may still have some work to
do on their system,” says Kletti.

Open Platform
as an alternative approach

According to Kletti, an alternative
route to the manufacturing IT of
tomorrow could be via an Open
Platform architecture. The pur-
pose of such an approach is to
combine a chosen number of ap-
plications from different provid-
ers. MPDV draws attention to the
growing ecosystem around the
Manufacturing Integration Plat-
form (MIP). In the future, manu-
facturing IT will have the choice
between an out-of-the-box ap-
proach with an MES like HYDRA
or a do-it-yourself approach with
a platform like MIP. “I advise man-
ufacturing companies to act im-
mediately, but to take a judicious
approach. Each company should
think carefully about what it re-
ally needs, and then gradually
implement suitable manufactur-
ing IT, such as an MES or a plat-
form like MIP.“ (zii)

D MPDV Mikrolab, Hall B2, Booth 534

should avoid any solvent/VOC
emissions, thus reducing environ-
mental pollution. (za)

D Lackwerke Peters, Hall A2, Booth 354

the fields of electrical engineering,
cable assembly, switch cabinet
construction as well as in vehicle
and aircraft construction. (za)
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News

Plasma surface pre-treatment

“InMould plasma can benefit every industry.”

As atmospheric plasma technology establishes itself in surface
pre-treatment it is increasingly replacing conventional pre-treat-
ment processes. In this interview Erhard Krampe, Global Market
Segment Manager at Plasmatreat, explains the advantages and
shares his insight into the new in-mould plasma process.

Markt&Technik: The core busi-
ness of Plasmatreat is surface
pre-treatment using plasma.
How must one understand plas-
ma technology in this context?
Erhard Krampe: As more energy
is supplied to a gas, it reaches, in
addition to solid, liquid and gas-
eous, the fourth state of aggrega-
tion - namely plasma. Plasma
contains electrons and ions that
have absorbed energy. If, for ex-
ample, this ionized gas is con-
ducted onto a plastic, its surface
becomes chemically modified.
This process can give the mate-
rial new chemical functionalities
and increase the surface energy.
It‘s called activation. It makes it
possible to significantly improve

the adhesive strength of adhe-
sives, lacquers or other coatings,
especially under severe environ-
mental conditions. Because plas-
ma pre-treatment at its simplest
only requires electricity and com-
pressed air, the system can easily
be integrated into existing manu-
facturing processes. Furthermore,
in most cases, environmentally
harmful primers and solvents can
thus be avoided.

For which applications is plas-
ma activation suitable?

The potential of our plasma pro-
cesses is huge, so there are many
possible applications: Plasma
systems from Plasmatreat are
used in automotive engineering

MCD Elektronik again belongs to elites of innovation of Germany

as well as in medical technology,
in battery production or in the
consumer goods industry. Car
headlights, for example, can be
activated with our Openair plas-
ma and remain sealed against
penetrating moisture over the
whole of the product‘s service
life. In this way, headlights last a
complete car lifetime. In the elec-
tronics industry, the activation,
fine cleaning and electrostatic
discharge of printed circuit board
surfaces by plasma enable electri-
cally conductive paint to adhere
for a long time. And in the pack-
aging industry, plasma nano coat-
ings can be used to create com-
pletely new barrier properties for
the materials used.

Plasmatreat developed its new
InMould Plasma process in co-
operation with the Plastics
Technology Institute at the Uni-
versity of Paderborn. How does
it work?

MCD is TOP 100 Innovator 2019

Mentor Ranga Yogeshwar hands over the award to MCD Elektronik. (Image: KD Busch/compamedia)

For the second year in succes-
sion, MCD Elektronik is one of
Germany's top 100 innovational
leaders in medium-sized busi-
nesses. In the independent and
scientifically proven selection
procedure, MCD convinced the
jury in the TOP 100 innovation
competition particularly through
its innovative climate and steady
porgress. “We owe our customers
consistent and above-average in-
novational growth”, explains
CEO Bruno Horter. “Therefore,

we have been dealing with inno-
vative solutions for self-propelled
cars, robot control and industry
4.0 for a very long time”, Also in
Smart Home building technology
in the area of heating and warm
water control, the measuring
technique of this top innovator is
in place. The company focuses on
innovations along the entire val-
ue chain: from conception to
commissioning on operation site.

TOP 100 evaluates the inno-
vation management of medium-
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sized companies on the basis
of a scientific system with
120 parameters. MCD Elektronik
successfully accepted the chal-
lenge of defending its title
against 398 companies in the
following year of its first partici-
pation. Especially the intensive
increase in the “innovation cli-
mate” area (+81 points com-
pared to 2018) led to this excel-
lent rating. (nw)

n MCD Elektronik, Hall A1, Booth 254

Erhard Krampe, Plasmatreat

“InMould plasma can benefit

every industry - this covers

the entire value chain from OEM

to Tier 1 suppliers and from injection
moulders to toolmakers.”

Within a closed mould cavity, a
plastic surface is activated and
over-moulded with an elastomer
component in a subsequent pro-
cess step. For this purpose, a
plasma nozzle is docked directly
on the mould cavity and the plas-
ma gas is conducted into the cav-
ity via a short path. The nitrogen
used as process gas leads to very
effective activation on the surface
of the plastic components. With
this technology, it is no longer
necessary to swivel a plasma
nozzle into the open mould area
or to treat the preform in an up-
stream activation step. InMould-
Plasma is destined for use in
multi-component parts with
hard/soft areas. But hard/hard
connections or overflowing large
components with polyurethane
hardcoat, instead of additional
painting processes, are also pos-
sible.

What are the advantages of the
process?

There are process engineering as
well as material-related advan-
tages. One process engineering
advantage is the cycle time neu-
tral production of multi-compo-
nent parts. A further advantage is
the fact that you do not have to
have space between the mould
clamping plates and since the
locking force is very low it can
also be installed on cube moulds,
indexable inserts or sliding tables.
On the material side, InMould-
Plasma makes it possible to com-
bine materials that create little or
no adhesion in conventional pro-
cessing. Components made of
PBT and TPE-S are connected
much more stably or can only be
created with otherwise incompat-
ible PP and TPU using this pro-
cess. Previous solutions often

required an adhesion modifica-
tion of the plastics, which, on the
one hand is expensive, and on the
other hand can only be done at
the expense of the property pro-
file of the elastomers. InMould-
Plasma enables the processing of
standard elastomers without the
need for adhesion modification,
which, for example, have a clear-
ly better compression set - an
important parameter for most
sealing applications.

Which customers do you ad-
dress with it?

InMould plasma can benefit ev-
ery industry - this covers the en-
tire value chain from OEM to Ti-
er 1 suppliers and from injection
moulders to toolmakers. In the
field of medical technology, di-
mensionally stable, sterilizable
PBT-TPE components can be
manufactured more easily. The
automotive, electronics and
household goods sectors require
a wide range of covers with seals
that can now be joined together
in a loss-proof manner. Turning
to the interior of an automobile,
it is dominated by components
made of technical plastics over
moulded with polyurethane.
With InMould-Plasma, polypro-
pylene comes into its own as a
carrier material, as this standard
plastic provides adhesive bonds
to a whole range of thermoplastic
polyurethanes. Alone the cost
saving potential in this area can
result in a return on investment
for in-mould plasma technology
within a year, often including im-
proved component properties.

You currently invest 12 percent
of your annual turnover in re-
search & development. Do you
plan to invest even more in R&D
in the future?
A clear yes. For example, we
opened our new Technology and
Customer Centre at the end of
October - a 1400 m? building in
which we create new plasma so-
lutions for our customers and
work with them to develop them
further. The new building will
become our company’s largest
center for plasma research and
system development. We also in-
tend to intensify our on-going
work on numerous research proj-
ects in the coming years and lo-
cate it there.
The interview was conducted
by Anja Zierler.

O

Plasmatreat, Hall B2, Booth 103



Produkt-Highlights

Fehler schnell erkennen

Der Coating-Layer-Test von Zes-
tron macht Beschichtungsdefekte
auf elektronischen Baugruppen
sichtbar und iiberpriift die Benet-
zungsfahigkeit von Bauteilen vor
dem Loten. Dazu tauchen An-
wender die Kontaktstelle in die
Testfliissigkeit ein; bei einer vor-
handenen Benetzungsfahigkeit
farbt sich die Stelle schwarz. In
diesem Fall ist von einer sauberen
und qualitativ guten Metallisie-
rung auf dem Bauteil auszugehen

und die Bauteile konnen in der
Fertigung eingesetzt werden. Ist
keine Farbreaktion sichtbar, so ist
vor allem bei chemisch Zinn
wahrscheinlich, dass die interme-
tallische Phase bis an die Oberfla-
che durchgewachsen ist. Dadurch
kann es zu schwachen Lotverbin-
dungen und zu einem Feldausfall
der elektronischen Baugruppe
kommen. (za)

O

Wie das Panel platt bleibt

Die Kombination aus Elektronik, Thermodynamik und Feinmecha-
nik ist nicht nur fiir Wafer-Chucks interessant, sie bildet auch eine
gute Ausgangsposition, um Gerate fiir einen gerade entstehenden,
schnell wachsenden Markt zu konzipieren: Fan-out-Panel-Level-

Packaging.

SR ist bereits 2005 in das Fan-
out-Wafer-Level-Packaging
eingestiegen. Die Idee dahin-
ter: Die vereinzelten Chips auf ei-
nen tempordren Carrier zu kleben,
der einen grofieren Durchmesser
hat als der urspriingliche Wafer, sie

dann zu molden und den neu ent-
standenen Verbund vom Carrier
zu losen. So entsteht ein neuer
Kunststoff-Wafer. Auf Basis dieses
neuen, kiinstlichen Wafers lassen
sich nun Umverdrahtungs- und
Bumping-Prozesse durchfiihren,

Mit der MPDM7o00 kénnen Wafer und Panel aller Formate (bis zu 650 mmx550 mm) ther-
misch verarbeitet werden. Sie eignet sich fiir den Einsatz in der Forschung und Entwicklung
im Bereich neuer Packaging-Techniken. ERS hat die Maschine entwickelt, um Wafer und Car-
rier im FOPLP- und eWLB-Umfeld zu separieren. Das beriihrungslose Transportsystem bringt
die Panels von einer Temperaturzone in die andere, wo die Verbiegungen ausgeglichen wer-

den. (Bild: ERS)

Smarter Nutzentrenner

Der Nutzentenner DIVISIO 5100
von Asys verfiigt iiber smarte
Schnittstellen, mittels denen sich
Module wie das Greiferwechsel-
system ohne Programmierauf-
wand integrieren lassen. Die
Steuerung libernimmt die Para-
meter des Moduls und passt die
Riist-, Priif- und Produktionsab-
laufe der Anlage entsprechend
an.

Der Nutzentrenner unter-
stiitzt Predictive Maintenance,

sogar zusdtzliche Komponenten
konnen integriert werden. Gegen-
iiber den Packaging-Techniken auf
Chip-Ebene wie etwa Flip-Chips,
die einzeln verarbeitet werden
miissen, verspricht die Produktion
auf Wafer-Ebene deutlich niedrige-
re Kosten - in der Theorie.

Das ist nicht so einfach, wie
es klingt. Denn die von ihrem
Carrier gelosten Plastik-Wafer
haben die Tendenz, sich zu ver-
biegen (Warpage) und sind dann
fiir die weitere Verarbeitung nicht
mehr zu gebrauchen. Ursache
sind die unterschiedlichen Tem-
peraturkoeffizienten des Plastik-
materials und des Siliziums.

Die Problemstellung ist hier
dhnlich gelagert wie bei den
Tests unter verschiedenen Tem-
peraturbedingungen auf Wafer-
Ebene in den Probern. Es kommt
darauf an, die Temperatur iiber
ein Materialstiick sehr genau ort-
lich und zeitlich einstellen und
steuern zu konnen. Dann besteht
die Moglichkeit, den Verbiegun-
gen aufgrund unterschiedlicher
Materialien entgegenwirken zu
konnen.

Auf diese Weise ist es den
Thermo-Experten von ERS ge-
lungen, ein Verfahren zu entwi-
ckeln, mit dessen Hilfe die Wafer
von den Carriern gelost werden
konnen und sie anschiefend pla-
nar zu machen. Oder kurz in den
Worten von Klemens Reitinger,

wodurch sich die Wartung dem
Maschinenzustand anpassen
ldsst, um unndtige Unterbre-
chungen wdhrend des Betriebs
zu vermeiden. Konkret konnen
so 20,5 Schichten pro Woche
produziert werden. Mithilfe in-
telligenter und vernetzter Senso-
rik innerhalb der Anlage ist eine
umfangreiche Prozesskontrolle
und -steuerung moglich. (za)

O

CTO von ERS: »Wir heizen auf
und kiihlen ab, sodass krumme
Wafer gerade werden.«

Der Trick: Duroplaste werden
auf die Glas-Ubergangstempera-
tur gebracht, worauf sie weich
werden und sich planarisieren
lassen. Werden sie dann schlag-
artig abgekiihlt, so ,friert” die
planare Form ein. Sie diirfen da-
nach nur nie mehr auf die kriti-
sche Temperatur gebracht wer-
den.

Dieses Prinzip hat ERS im De-
bonder vom Typ ADM330 umge-
setzt. Die ersten derartigen Vor-
gangergerdte hatte ERS bereits
2010 auf den Markt gebracht. Sie
finden nun vermehrt Einsatz. Die
neue ADM330 arbeitet vollauto-
matisch und ist fiir Wafer mit
einem Durchmesser bis 330 mm
ausgelegt.

Auch in diesem Sektor sei es
ERS laut Klemens Reitinger ge-
lungen, sich international an die
Spitze zu schieben. Seit 2016 be-
findet sich die FOWLP-Technik
im Aufschwung und wird laut
Analysten um nicht weniger als
30 Prozent pro Jahr zulegen. ERS
entwickelt munter weiter und ist
dabei, das Angebot um Fan-out-
Panel-Level-Technik zu erwei-
tern. Die Firma arbeitet bereits
an Systemen flir Substratgrofien
von 700 mm x 700 mm. (ha)

O
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PCB & EMS, SMT-Fertigung

Hotspot fiir die Leiterplatten- und EMS-Branche

Das PCB & EMS Cluster ist wieder ein zentraler Ausstellungs-

bereich der productronica.

Wahrend beim Leiterplattenabsatz
fiir Computer und Konsumgiiter
Asien dominiert, bedienen die eu-
ropdischen Leiterplattenhersteller
vorwiegend die Segmente Industrie
und Medizin. Sie machen fiinfzehn
Prozent des weltweiten Platinen-
umsatzes aus, zehn Prozent davon
entstammen europdischer Produk-
tion. In allen Bereichen fordert die
zunehmende Mobilitdt der Gerdte
bei gleichzeitiger Miniaturisierung
den Einsatz entsprechender Leiter-
plattentechnologien mit extrem
kleinen Verbindungslosungen.

Goldgrube 5G

Einen deutlichen Wachstums-
schub erhoffen sich die Platinen-
hersteller vom neuen Mobilfunk-
standard 5G. Dabei spielt die Auto-
mobilindustrie eine wichtige Rolle.
Sie verbraucht rund zehn Prozent
der globalen Leiterplattenprodukti-
on, denn der Anteil von Elektronik-

bauteilen im Fahrzeug nimmt stetig
zu. Automatisiertes Fahren, Info-
tainment sowie alternative Antrie-
be und die allumfassende Vernet-
zung werden den Trend weiter
verstdrken.

Wer jedoch auf den 5G-Zug auf-
springen will, muss erheblich in
neue Leiterplattentechnologien in-
vestieren, um mit innovativen Lo-
sungen auch kiinftig technologisch
fithrende und kosteneffiziente Pro-
dukte anbieten zu konnen.

EMS-Unternehmen als
Full-Service-Provider

nahme von Innovations- und
Marktrisiken oder After-Sales-Ma-
nagement stehen auf der Agenda.
Aktuell kdmpft die Branche mit
Lieferengpdssen bei den Bauteilen
und schrumpfenden Baugrofien,
die jede Elektronikfertigung vor ho-
he technische Herausforderungen
stellt.

Nach der in4ma-Statistik von
Weiss Engineering naherte sich der
Gesamtumsatz der EMS-Industrie
in DACH nach 8,38 Mrd. Euro in
2017, letztes Jahr der 9-Mrd.-Euro-
Marke. Dabei erzielten die deut-
schen EMS-Unternehmen ein Um-
satzwachstum von ca. 7,4 Prozent.

Produkt-Highlights fiir die
Leiterplattenfertigung

Fiir die EMS-Dienstleister sind
moderne Maschinenparks und ho-
he Fertigungskompetenzen schon
lange nicht mehr die alleinigen Er-
folgsgaranten. Neue Fahigkeiten
sind gefragt. Und Faktoren wie Pro-
zesstechnik und -filhrung sowie
Logistik und Organisation gewin-
nen an Bedeutung. Selbst die Uber-

Wer in Zukunft im hochdynami-
schen Marktumfeld der Leiterplat-
tenfertigung konkurrenzfahig blei-
ben will, ist auf High-Tech-Equip-
ment angewiesen. So ldsst sich mit
dem Inhouse Rapid PCB Prototy-
ping der LPKF Laser & Electronics
AG eine Leiterplatte entwickeln
und in nur einem Tag fertigen.

Integrated Smart Factory auf 800 m?

Im Mittelpunkt des 800 m? groflen Messestandes von ASM steht
die Integrated Smart Factory Arena mit zwei SMT-Linien und auto-
matisierten, robotergestiitzten Materialfluss- und Riistprozessen.
Als Basis dafiir bietet der Equipment-Lieferant offene, standardi-
sierte Schnittstellen und Datenprotokolle.

aten sind das Ol des digi-

talen Zeitalters. Als welt-

weit erster Hersteller
kann ASM {iber offene Schnitt-
stellenstandards wie den SME-
MA-Nachfolger IPC-HER-
MES-9852, ASM OIB, IPC CFX,
MES-, Cloud- und IloT-Plattfor-
men die durchgangige Vernet-
zung und transparente Daten-
kommunikation auf allen Ebe-
nen der Elektronikfertigung ge-
wadhrleisten«, erldutert Alexan-
der Hagenfeldt, SMT Solutions
Manager bei ASM SMT Solu-
tions, die Schwerpunkte des
ASM-Messeprogramms.

Auf der productronica zeigt
das Unternehmen, wie Hard-
und Softwarekonzepte die smar-
te Integration von Prozessen,
Menschen, Maschinen und Ma-
terial unterstiitzen und nutzen.

An zwei SMT-Linien mit La-
ger- und Vorriistbereich zeigen
die Experten von AMS, wie sich

Riistprozesse und komplette
Produktwechsel von Software
aus dem Portfolio der ASM Fac-
tory Solutions steuern und mit
Unterstiitzung von AIVs (Auto-
nomous Intelligent Vehicles)
flexibel automatisieren lassen.
Eine Komponente ist hier der
ASM AutoRefill Feeder, dessen
automatischer Gurteinzug fiir
zwei Bauteilrollen Nachriistpro-
zesse vereinfacht, beschleunigt
und zeitlich entzerren soll.

An der zweispurigen High-
Speed-Linie mit den SiplaceTX-
Hochleistungsmodulen prasen-
tiert das Unternehmen den
Schablonendrucker Siplace TQ
und das Inline-SPI-System ASM
ProcessLens im Dual-Lane-Mo-
dus. Mithilfe praziser Linearan-
triebe, Offbelt-Printing, neuarti-
ger Transport- und Klemmsyste-
me sowie der neu entwickelten
Option Auto-Coplanarity kommt
die Volumendruckerplattform
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Integrationspyramide: ASM
gewidbhrleistet iiber offene
Standardschnittstellen
einen durchgédngigen
Datenfluss vom

Shopfloor bis

in die Cloud.

(Bild: ASM)

DEK TQ bis zu zehn Stunden
ohne Eingriff aus. Mit ,,ASM
FactoryChat“ stellt ASM eine
neue Chat-Anwendung fiir die
professionelle und datensichere
Teamkommunikation in der
Elektronikfertigung vor. Die
App organisiert Chat-Verldufe
ANSI/ISA-95-konform und ana-
log zur Fertigungsstruktur. Die-
ser Struktur konnen neben den
Chat-Verldaufen weitere Informa-
tionen hinzugefiigt werden:
Handbiicher, Wartungsplane,
Wartungsinstruktionen, Adres-
sen oder Notizen von Service-

Samtliche Probleme des Designent-
wurfs werden damit frithzeitig
identifiziert und die Fertigstellung
der zweiten und dritten Revision
noch am selben Tag ermoglicht.

Die Schmid Group liefert fort-
schrittliche Vakuumverfahren fiir
die Herstellung von High-End-Lei-
terplatten und IC-Substraten. Vaku-
umbasierte Reinigungs- und Be-
schichtungsprozesse unterstiitzen
dabei eine Reihe von Anwendun-
gen, die mit der konventionellen
Nassprozessbearbeitung nicht
moglich sind.

verantwortlichen oder Trai-
ningsvideos. So ist die einfach
zu bedienende App zugleich als
Schicht-Report-Generator, Kom-
munikations-Tool, Wissens-
und Dokumentdatenbank sowie
als Trainings- und Wartungs-
plattform nutzbar. Wichtige In-
formationen sind jederzeit tiber
internetfdhige Endgerdte abruf-
bar. Neue Mitarbeiter, Maschi-
nen und Informationen lassen
sich mit wenigen Klicks integrie-
ren.

Einen eigenen Standbereich
widmet ASM Advanced-Pa-

Posalux zeigt Bohr- und Frds-
maschinen fiir die Leiterplatten-
fertigung. Eine neue Laserbearbei-
tungsmaschine, die Bohrungen mit
weniger als 5 pm Eckenradius er-
laubt, ist genau auf die Anforderun-
gen der Mikrobearbeitung zuge-
schnitten und kann auch zur Bear-
beitung von anspruchsvollen Mate-
rialien wie Polymeren und Kerami-
ken eingesetzt werden. (zii)

O

ckaging-Losungen fiir automo-
bile Anwendungen wie Elektri-
fizierung, Assistenzsysteme
und Connectivity. Das Spek-
trum reicht vom Fan-out-Wafer-
Level-Packaging mit Siplace CA
iiber das Silver-Sintering mit
ASM SilverSAM und das Die-
Bonden mit der Messeneuheit
Amicra CoS bis hin zum Active
Alignment von optischen Senso-
ren und Linsen mit der neuen
Autopia. (za)
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Robotik

Der Greifer als Bauteilpriifer

Greifer fiir die Industrierobotik werden kiinftig nicht mehr nur Ge-
genstande moglichst sensibel und sicher aufnehmen und an einer
bestimmten Stelle positionieren, sondern auch Bauteile einem
Gut/Schlecht-Test unterziehen und die Prozessstabilitat dokumen-
tieren. Immer wichtiger werden zudem Flexibilitdt und einfache

Integration.

ie Zeiten, in denen Greifer

blofle Anhdngsel von In-

dustrierobotern waren,
sind vorbei: Mittlerweile handelt
es sich bei ihnen um Individuen
mit auf die Anwendung abge-
stimmten Funktionen. Dass die
Greifer Bauteile priifen und Pro-
duktionsprozesse iiberwachen,
kommt aber hauptsachlich in der
klassischen, nichtkollaborativen
Industrierobotik zum Tragen: »Es
gibt dort einen klaren Trend zur
Mechatronisierung und zu intel-
ligenten Greiferng, erldutert Prof.
Dr. Markus Gliick, Geschiftsfiih-
rer Forschung & Entwicklung
beim Spann- und Greiftechnik-
Hersteller Schunk in Lauffen/
Neckar. »Nachdem vor allem die
Verkiirzung der Schliefizeiten,

Dr. Kurt Schmalz, ). Schmalz

»Das Schliisselwort ist Flexibilitét:
Bei der Entwicklung von Greifern
fiir Cobots und Leichtbauroboter
gilt es, alles zu vermeiden,

was den Anwender einschrankt.«
(Bild: J. Schmalz)

Prof. Dr. Markus Gliick, Schunk

»Der Greifer wird kiinftig in der Lage
sein, iiber Gut- und Schlechtteile

zu entscheiden.«

(Bild: Schunk)

die Vereinfachung der Greifer-
integration und die Bereitstellung
sensitiver Greifwerkzeuge mit
groflerem Hub im Fokus der Ent-
wicklungen fiir die automatisier-
te Elektronikindustrie standen,
zeichnet sich derzeit ein bedeut-
samer Wandel in der Fertigungs-
automatisierung ab. Wir gehen
davon aus, dass sich der Aspekt
des Greifens grundlegend wan-
deln wird. Der Greifer wird kiinf-
tigin der Lage sein, iiber Gut- und
Schlechtteile zu entscheiden, mit
selbst erfassten Messdaten Doku-
mentationen zu erstellen und bei-
spielsweise die Qualitdt der Bau-
teile zu bewerten und so zur lu-
ckenlosen Traceability beizutra-
gen.« Mittelfristig wiirden Greif-
systeme statistische Auswertun-
gen ermoglichen, wie etwa die
Overall Equipment Effectiveness
(OEE), die Prozessfdhigkeit
(Cpk), die Mean Time Between
Failure (MTBF) sowie Trendent-
wicklungen wie etwa Parameter-
drift oder Anstiege der Ausfall-
raten. »Smarte Greifer mit grofien
Hiiben, wie unser Technologie-
trdger auf Basis des ,Schunk
EGL‘, sind schon heute in der
Lage, mithilfe ihrer integrierten
Greifkraft- und Greifwegkontrolle
auch minimale Abweichungen
der Eigenschaften gegriffener Ob-
jekte prazise zu detektieren, er-
gdnzt Markus Gliick. »Sie liefern
in Echtzeit Leistungs- und Effizi-
enzkennzahlen zur Prozessstabi-
litat, sodass eine zuverldssige
100-Prozent-Kontrolle im laufen-
den Produktionsprozess moglich
ist. Zudem eroffnen sie die Chan-
ce, situativ angepasst in Echtzeit
zu reagieren, indem sie beispiels-
weise die Prozessfiihrung auto-
nom anpassen, Alarmmeldungen
geben oder Korrektursignale an
Steuerungssysteme senden.«

In der kollaborativen Industrie-
robotik stehen teilweise andere
Aspekte im Vordergrund - hier
geht der Trend laut Markus Gliick
zu einer Beschleunigung der Be-
arbeitungs- und einer Verringe-
rung der Riistzeiten sowie zu ei-
ner verbesserten Usability.
»Schunk stellt hierzu die durch-
gdngige Produktreihe ,Schunk
Co-act EGP-C* am Markt zur Ver-
fligung und arbeitet an verein-

fachten Inbetriebnahme-Routi-
nen, fiihrt er aus. »Ein weiteres,
sehr potenzialtrdchtiges Anwen-
dungsfeld ergibt sich bei der
Handhabung von Werkstiickge-
wichten jenseits der Kleintei-
lemontage.« Bislang habe sich der
Einsatz von Cobots wegen der in
ISO/TS 15066 festgelegten bio-
mechanischen Limits vor allem
aufs Kleinteile-Handling, etwa in
Montageanwendungen der Elek-
tronikindustrie oder beim Pick &
Place von Gehdusen, Dreh- und
Frdsteilen oder Leiterplatten,
konzentriert. Der Groffhubgreifer
,Schunk Co-act EGL-C“ ermogli-
che nun erstmals variantenrei-
che, kollaborative Anwendungen
mit Werkstiickgewichten bis
2,25 kg; im Formschluss seien
sogar bis 8 kg moglich. »Gerade
unter ergonomischen Gesichts-
punkten ergeben sich damit gro-
3e Potenziale, vor allem auch an
Werkzeugmaschinen oder bei der
Montage von Getrieben und
sonstigen Baugruppen«, sagt
Markus Gliick. »Dank einer inte-
grierten und zum Patent ange-
meldeten Sicherheitsintelligenz
ist es gelungen, in kollaborativen
Anwendungen Greifkrdfte bis
450 N zu realisieren - rund drei-
mal so viel, wie bislang iiber eine
sichere Kraftbegrenzung moglich
war. Der Schliissel liegt in einer
integrierten Kraft- und Wegmes-
sung sowie in einer speziellen
Greifprozedur, bei der der Greif-
prozess in mehrere Stufen unter-
teilt wird. Solange eine Hand
oder ein Finger eingeklemmt wer-
den konnen, liegt die Greifkraft
bei harmlosen 30 N. Erst kurz
bevor der Greiferfinger Kontakt
zum Werkstiick hat, fahren die
Finger mit bis zu 450 N zu.«

Ob kollaborativ oder nicht: Fiir
Greifer von Industrierobotern
wird Flexibilitdt immer wichtiger.
»Das Schliisselwort ist Flexibili-
tat: Bei der Entwicklung von Grei-
fern fiir Cobots und Leichtbauro-
boter gilt es, alles zu vermeiden,
was den Anwender einschrankt«,
betont Dr. Kurt Schmalz, ge-
schaftsfiihrender Gesellschafter
des Vakuumtechnik-Herstellers J.
Schmalz in Glatten bei Freuden-
stadt. »Das fangt bei der Inbe-
triebnahme an: Der Roboter muss
intuitiv, ohne Spezialwissen an-
gelernt werden konnen, Endef-
fektoren sollen direkt betriebsbe-
reit sein - ganz im Sinne von
Plug-and-Work. Des Weiteren
miissen die Greifer so flexibel
sein, dass sie eine wirtschaftliche
Automatisierung auch bei Los-
grofie 1 unterstiitzen.« Eine Mog-
lichkeit seien Endeffektoren, die
sich mittels Sensoren, Kamera-
technik und Ventilen dem Werk-
stiick anpassen konnten. Alterna-
tiv miissten passende Greifer
kurzfristig verfiigbar und schnell
zu adaptieren sein. »Die kurzfris-
tige Verfiigbarkeit individueller
Greifer ldsst sich mithilfe von
Engineering-Tools und additiven
Fertigungsverfahren erhohen,
wie bei unserem Leichtbaugreifer
SLGg, fiigt Kurt Schmalz hinzu.

Auch die Konstruktion selbst
muss den flexiblen Einsatzmog-
lichkeiten der Roboter folgen:
»Die Bedienung sowie die Steue-
rung erfolgen am Greifer selbst
- liber Tasten oder via NFC und
Smartphone«, verdeutlicht Kurt
Schmalz. »Entsprechend den be-
grenzten Traglasten gilt zudem:
Je leichter der Greifer ist, desto
schwerer kann das Werkstiick
sein. Und je geringer die zu be-

wegende Masse ist, umso schnel-
ler konnen die Bewegungen ab-
laufen. Das fiihrt letztendlich zu
kiirzeren Taktzeiten und einem
geringeren Energieverbrauch.
Trotz der engen Gewichtsvorga-
ben entwickeln wir smarte Grei-
fer, die der Nachfrage nach auto-
nomen und selbstlernenden Sys-
temen gerecht werden.« (ak)
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Semicon

Interview with Laith Altimime, President, SEMI Europe

»Al provides tremendous opportunities for electronic manufacturing«

Advanced Packaging and heterogeneous integration alongside
with Al will play key roles at Semicon Europa this year. »Europe will
catch up in advanced package technology«, said Laith Altimime,
President, SEMI Europe, interviewed by Markt&Technik.

Markt&Technik: What are the
top topics at Semicon Europa
this year?
Laith Altimime, President, SEMI
Europe: Co-located with produc-
tronica, Semicon Europa 2019 will
highlight challenges and opportu-
nities in smart segments such as
automotive, medtech, manufac-
turing and fab management in-
cluding MEMS and sensors, as
well as workforce development
and diversity to fuel the growth.
Europe’s research and develop-
ment hubs, chipmakers, and ma-
terials and equipment companies
are strategically positioned in the
global electronics value chain to
shape the development and
growth of smart applications.
Collaboration and investments
in key smart application segments
including medtech and automo-
tive where Europe plays a central
role are crucial to continuing in-
novation by the European semi-
conductor industry. Semicon Eu-
ropa is the premier platform in
Europe for gathering key players
across the value chain for the col-
laboration critical to exploiting op-
portunities in Smart application
development.

What is the role of Al in produc-
tion, how does SEMI support the
industry in implementing Al in
electronic production?

Semiconductors are the driving
force behind the Artificial Intelli-
gence (AI) evolution and enable
its adoption across various appli-
cation areas ranging from con-
nected and automated driving to
smart healthcare and wearables.
Given that, electronics research,
design and manufacturing com-
munities around the world are
increasingly investing in special-
ized AI chips providing less la-
tency, greater processing power,
higher bandwidth and faster per-
formance. Al also attracts new
technology players to invest in
making their own specialized Al
chips, changing the electronics
manufacturing landscape and
moving the Al technology towards
machine learning, deep learning
and neural networks. According to
UBS, AI chip market will boom to
35 billion Dollar by 2021, up from
roughly 6 billion Dollar in 2016
and according to ASGARD VC,

Europe alone has more than
400 companies focusing on vari-
ous Al applications, including but
not limited to semiconductors.

At the same time, electronics
manufacturers are beginning to
use machine learning, deep learn-
ing and Al in the manufacture of
semiconductors and other elec-
tronics. We are still at the begin-
ning stages, with most of the Al
implementations focused on lead-
ing-edge semiconductor manufac-
turing, but in the next few years,
we will see Al driving a new wave
of increased productivity in the
industry.

What does Al change? Could you
give examples?

In addition to the new chips, Al
also provides tremendous oppor-
tunities for equipment providers
and fabs. AI applications indeed
enable the uptake of preventive
and predictive maintenance solu-
tions that aim at optimizing yield.
We also see huge opportunities for
engineering problem solving with
Al - e.g. quickly resolving materi-
als characterization or defectivity
issues. Tapping into Al opportuni-
ties is a multi-dimensional chal-
lenge and requires new innova-
tions along the supply chain. For
instance, a big challenge is “data”.
Al needs data to mimic the human
ability to learn, reason and make
decisions. Yet, data is associated
with 4Vs: volume, variety, velocity
and veracity, and it needs to be
captured, stored, processed, ana-
lyzed and converted into input for
decision-making. Against this
background, the sessions at Semi-
con Europa will shed light on
various aspects of Al and data,
including manufacturing technol-
ogies, research, collaboration,
education, skills and regulations.

Advanced Packaging seems to
become more important as
Moore’s law runs out of steam.
How do you think the advanced
packaging market will develop?
What highlights do you expect
to see at Semicon Europa in the
packaging sector?

Advanced Packaging will be
boosted by Moore’s law reaching
physical limits. At 7 nm, CMOS
scaling will become too expensive.
The development cost and the wa-
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fer cost become almost unbear-
able for most companies, so the
industry needs to put a solution
together with different technolo-
gies. Advanced Packaging, and
especially SIP, will play a key role
here.

The Advanced Packaging mar-
ket is planned to grow with CAGR
higher than 10 percent especially
driven by Heterogeneous Integra-
tion. At Semicon Europa we’ll
have a dedicated Advanced Pack-
aging Conference where market
trend for application linked to Al
and 5G mainly will be analyzed.
In addition, a specific Market Ses-
sion will compare different semi-
conductor segments trends.

With the advent of IoT, Auton-
omous Driving and Smart Every-
thing the semiconductor industry
is undergoing ever closer integra-
tion between the fields of More
Moore and More Than Moore. The
spiraling costs of transistor scaling
are leading to highly inventive and
challenging applications enabling
improved PPAC (Power, Perfor-
mance, Area, Cost), closer integra-
tion with alternative device types
plus the need to bring edge com-
puting into the local area compute
arena. With all of these new inte-
gration and device approaches,
advanced packaging continues to
become a key enabler for the con-
tinued growth of our industry. As
the financial, if not physical, limits
of Moore’s Law are reached, we
are truly seeing the shift from
chip-scaling to system-scaling and
what we used to think of as “ad-
vanced packaging” expands into
the realm of Heterogeneous Inte-
gration.

The scientific and engineering
difficulties brought about by ever
increasing complexity in terms of
materials, equipment and metrol-
ogy development also begin to
lead us towards the introduction
of Artificial Intelligence (AI) meth-
odologies at package level to
maintain high yield towards max-
imum value products. As a result,
package and device reliability, ma-
terials characterization, data cap-
ture and interpretation all become
key areas of research for an ever
more connected environment.

Wafer-level chip-scale packag-
ing, fan-out wafer-level packag-
ing, heterogenous integration,
system-in-package and 3D pack-
aging are all areas of research ma-
turing into mass production ca-
pable offerings. In order to enable
this, IDM, OSATs and foundries
are developing business models to

enable faster time-to-market (low
cost) packages and the continuous
improvement of those packages is
a critical research area. At this
year’s Advanced Packaging Con-
ference, we want to present the
latest advancements and innova-
tions in this field.

What do you think about the
chiplets approach? What is SEMI
doing on this level?

The concept of chiplets have been
around for some time but has re-
cently been gaining ground - par-
ticularly as we move farther into
heterogeneous system integration.
Some of the larger semiconductor
and consumer electronics compa-
nies are committing R&D to
chiplets and several consortia are
also being driven by government
agencies and academia. SEMI is
one of five sponsors of the Hetero-
geneous Integration Roadmap,
which includes chiplets as a po-
tential avenue for some applica-
tions. SEMI has also been extend-
ing it’s standards efforts in ad-
vanced packaging, test and chip
traceability - all which will be
critical to any adoption of chiplets.

Does advanced packaging offer
chances for the European indus-
try?

We continue to see some interest-
ing manufacturing activities in
Europe like Nanium in Portugal or
STMicroelectronics in Malta. The
trend we see in legacy package
technology is to keep engineering
in Europe and have assembly line
in Far East (like Sencio business
model). In parallel, Europe is re-
starting to invest heavily in silicon
Fab (several 300 mm fabs in con-
struction, e.g. Infineon, Intel, ST).
Again, we think Europe will catch
up in advanced package technol-
ogy like 2.5D and wafer level
package closer to wafer technol-

0gy.

How do MEMS fit in this picture?
Europe is moving ahead in MEMS
production, mainly driven by
Bosch and STMicroelectronics
that have important productions
site (not only engineering) in Eu-
rope.

What do you expect from the
combination of these technolo-
gies, e.g. light generation (LED,
VCSEL), optical sensing, dis-
plays and advanced packaging?
During the past, we saw big play-
ers trying to integrate internally all
production steps: AMS has ac-

Laith Altimime, SEMI Europe

»Tapping into Al opportunities
is a multi-dimensional challenge
and requires new innovations
along the supply chain.«
(Image: SEMI)

quired VCSEL from Princeton, for
example. It seems having a com-
plete control of the supply chain
plus strong customer support is
the winning solution. SEMI orga-
nizes different platforms in col-
laboration with the MEMS and
Sensors Industry Group (MSIG)
and we have an annual dedicated
event (the MEMS and Imaging
Sensor Summit) where companies
can meet to discuss and harmo-
nize all their needs and business
development opportunities.

Could 3D printing/additive man-
ufacturing contribute to elec-
tronic manufacturing (e.g. PCB
manufacturing)?

General 3D Printers do not repre-
sent a new technology that may
be available for semiconductor
fabrication at chip level but we see
growing interest in application for
3D printing/additive manufactur-
ing in printed circuit. Field is still
in fast prototyping and not in mass
production. At Semicon Europa
we will host a dedicated session
for 3D printing at our TechArena
where interesting applications like
3D electronic packaging for IoT
devices will be analyzed.

What was your impression of
last year's Semicon Europa and
what do you expect for this year?
Last year Semicon Europa, co-lo-
cated with electronica, attracted a
highly influential audience from
every segment and sector of the
European microelectronics indus-
tries. Both co-locations broadened
the range of attendees across the
electronics chain. We now look
forward to Semicon Europa 2019
co-located with productronica!
The interview was conducted
by Heinz Arnold.



Semiconductor Technology

Semiconductor technology is undergoing major changes

Differentiation now takes place in the back end

“We bring maskless exposure to back-end processes, especially to advanced packaging,” says Dr.
Thomas Uhrmann, Business Development Director at EV Group (EVG). With the new MLE (maskless
exposure) technology, structures of less than 2 pm can be realized - and this on practically unlimit-
edly large fields and also with warped substrates.

EVG’s MLE (maskless exposure) technology brings unsurpassed flexibility and scalability
to the development, pilot- and high-volume production needs of advanced packaging.

(Image: EV Group)

is not only leads to signifi-
cantly lower costs and
greater flexibility, but above
all users can now seamlessly
transition from pilot production
to high-volume production. It al-
so opens up the opportunity to
develop completely new process-
es,” says Uhrmann.

The fact that EVG speaks of
“exposure” already indicates a
significant difference to the con-
ventional maskless techniques
used up to now: They are usually
referred to as “direct write”. For
this purpose, a laser beam is gen-
erated that exposes the structures
to be exposed on the substrate
surface point-by-point. The term
“exposure” was reserved for step-
pers and mask aligners that ex-
pose the wafer or at least one field
at a time.

“With our method, however,
we do not expose point-by-point

Dr. Bernd Thallner, EV Group

“MLE can be dynamically adapted to
the materials used and the surface
conditions; the dose of UV radiation
can also be changed as required. This
enables us to digitalize production
methods for back-end processes and
enables development of completely
new exposure processes for the
creation of complex 3D structures.”
(Image: EVG)

as in direct write, but expose an
entire strip at once,” explains Dr.
Thomas Uhrmann. The advan-
tages: First, the process leads to a
higher throughput. Second, the
entire dose of the laser is not con-
centrated on a single point, but is
distributed over the strip. This
avoids all the disadvantages that
result from too high a dose, such
as blurred images.

But there are also advantages
over mask aligners. Above all:
The exposure field is not limited.
If, for example, interposers that
exceed the field size of the mask
aligners have to be exposed, two
masks are then required to struc-
ture a redistribution layer. Hence,
mask aligners are not well suited
for exposing large areas, such as
Fan-Out Panel Level Packaging
(FOPLP). “Our MLE process does
not have this limitation,” says Dr.
Werner Thallner, Corporate R&D
Project Manager at EVG.

This leads to another big advan-
tage: EVG has designed the MLE
machines so that they can be
equipped with one or several ex-
posure heads. This means that the
same machine can be used in the
development and for production of
pilot runs as used for high volume
production. “Until now, there has
always been a technology gap in
the transition to volume produc-
tion,” says Dr. Thomas Uhrmann.
“From now on, the seamless and
cost-effective transition from pilot
production to high-volume pro-
duction is possible, simply by us-
ing more exposure heads.”

In his opinion, the new technol-
ogy comes at exactly the right time
because the semiconductor world
is undergoing major changes:
Whereas previously, it was mainly
the front-end processes, which

semiconductor companies used to
differentiate themselves, back-end
production is now increasingly
moving into the foreground. Be-
cause space is limited and the
highest performance is required,
flip chips and ball grid arrays were
created. Furthermore, manufactur-
ers place several dies in one pack-
age. These techniques are summa-
rized under the term “advanced
packaging”. Advanced packaging
requires new manufacturing tech-
niques, for example to structure
the redistribution layers and the
bumps.

Because structure sizes are now
below 100 ym - around 60 pm for
forming the bumps (solder balls)
— processes are now increasingly
being used that are known from
the front-end production, espe-
cially the lithography.

For some years now, however,
a second trend can also be ob-
served. Fan-Out Wafer Level Pack-
aging (FOWLP) and Fan-Out Pan-
el Level Packaging (FOPLP). To
put it simply, the dies from the
wafer composite are separated
here and then placed on sub-

Happy Birthday, neo!

strates. They therefore end up in a
new “artificial” composite. The
advantage: In the new composite,
there is a greater space between
the ICs than on the original wafer.
The entire area below can be used
to route the connections on the ICs
out to the balls on this area. Hence
the term “fan out”. The dies can
be placed on artificial wafers or on
larger panels, similar to those used
to produce LCDs. Then even more
dies fit onto a composite and can
be further processed in parallel.
“This newly emerging market
for fan-out technologies in turn
poses new challenges, for example
the exposure fields must be large.
Furthermore, the substrates are
relatively warped,” says Dr. Wer-
ner Thallner. In addition, the re-
quired line widths went down to
10 pm, and even smaller struc-
tures are likely to be required in
the near future. Large exposure
fields, warped substrates, struc-
ture sizes below 10 ym - to recon-
cile these requirements has not
been possible so far: “In contrast,
we can now achieve structures of
2 pm and certainly below.”
Without the high computing
power available today, the new
MLE technology could not func-
tion. However, the fact that pro-
cessors are available to develop
software for the adaptive manu-

Auf der productronica ist Feiern angesagt: Den ersten Geburtstag der Elektronik neo zelebriert
das junge Team gebiihrend in Halle B2, Stand 481. (Bild: Anja Zierler/Markt&Technik)

Das speziell auf Studenten, Absol-
venten, Berufseinsteiger und
Startups im Elektronikbereich zu-
geschnittene Fachmagazin Elek-
tronik neo feiert seinen ersten
Geburtstag. Zweimal taglich ladt
das junge Redaktionsteam zum
Tiifteln an den Messestand im
Karrierebereich , Accelerating Ta-
lents“ (Halle B2) ein und lockt mit

einem Geburtstagsgewinnspiel
und tollen Preisen. Zu gewinnen
gibt es unter anderem eine Smart-
watch Galaxy Watch Active2, ein
Modell des Mustang-V8-Motors
zum Selberbauen und ein Maker-
Kit fiir Raspberry Pi. Wir sagen:
Happy Birthday, neo! (za)
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Dr. Thomas Uhrmann, EV Group

“From now on, the seamless and
cost-effective transition from pilot
production to high-volume
production is possible, simply

by using more exposure heads
per machine.” (Image: EVG)

facturing processes, for digitaliza-
tion of the processes, is only one
prerequisite for MLE.

It was just as important that the
necessary laser diodes were now
available at an affordable price.
EVG uses them to put together the
exposure source. The laser diodes
also have another advantage: Due
to their long life, they do not have
to be replaced - in contrast to mer-
cury vapor lamps used in conven-
tional lithography. (ha)

D EV Group, Hall B1, Booth 630
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Produktionsausriistung

»Energiesparende Systeme geraten zunehmend in den Fokus«

Seit einem Vierteljahrhundertist die Absaug- und Filtertechnik das
Steckenpferd von ULT. Im Interview blickt Dr. Stefan Jakschik zu-
riick auf die Anfange und erlautert, wie sich die Branche in 25 Jah-

ren gewandelt hat.

Markt&Technik: Vor 25 Jahren
gegriindet, heute mit mehr als
130 Mitarbeitern als Anbieter
lufttechnischer Anlagen etabliert:
Wie hat es damals angefangen
mit ULT?

Dr. Stefan Jakschik: Richtig, vor
25 Jahren, also 1994, ist die ULT
Umwelt-Lufttechnik hervorgegan-
gen aus einem Team mit viel Erfah-
rung in der Elektronikindustrie.
Dies war auch der erste Markt, auf
dem sich ULT recht schnell etablier-
te, denn ab Mitte der 1990er-Jahre
gab es eine Phase, in der sich die
Industrie verstarkt auf Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz
fokussiert hat.

Die ersten Absaug- und Filteran-
lagen wurden zundchst im Bereich
der Lotrauchabsaugung eingesetzt,
weil es sich bei Lotrauch um ein
sehr komplexes Schadstoffgemisch
handelt. Mit der Automatisierung

Fortsetzung von Seite 1

der Branche spielte ULT auch mehr
und mehr in automatisierten Lo-
sungen eine Rolle. Ubrigens geht
auf diese Zeit auch unsere langjah-
rige Erfahrung mit additiven Tech-
nologien zurtick.

Ein Blick in die Gegenwart: Wie hat
sich die Filtertechnik seitdem ge-
wandelt und welche technischen
Errungenschaften spielen bei Fil-
teranlagen aktuell eine Rolle?

Besonderes Augenmerk legt die
Branche seit geraumer Zeit auf pas-
sende Erfassungssysteme in auto-
matisierten Maschinen. Denn hier
steigen die Anforderungen an Pro-
duktsauberkeit und Anlagensicher-

Mit Sub-Micron ...

gesetzt. Dafiir wurden alle Bedien-
elemente an typische Arbeitsabfol-
gen angepasst. Das bibliotheksba-
sierte Toolbox-Design der neu
entwickelten Bediensoftware IPM
Command erleichtert das Einrich-
ten und Andern von Prozessabliu-
fen. Statt vordefinierter Skripte
kann der Anwender Sequenzen
frei erstellen, modifizieren und
kombinieren. Die visuelle Darstel-
lung aller Prozessbausteine und
-parameter in Echtzeit ermdglicht
eine intuitive Prozessgestaltung.
- Ebenfalls als Neuheit prasentiert
Finetech den Fineplacer femto 2, ei-

ne automatische Bondplattform mit
einer Platziergenauigkeit bis zu
0,3 pm @ 3 Sigma. Das System un-
terstiitzt ein breites Spektrum an
Montageanwendungen auf Chip-
und Waferebene und eignet sich fiir
automatisierte Entwicklungsumge-
bungen und die High-Yield-Ferti-
gung von Halbleiterprodukten.

Automatisierte Prozesse
mit dem Fineplacer femto 2

Mittels des Vision-Alignment-
Systems FPXVision lassen sich Bau-
elemente passiv optisch platzieren.
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heit. Auch energiesparende Syste-
me geraten zunehmend in den Fo-
kus, zudem werden Themen wie
Luftriickfiihrung und damit einher-
gehende sichere Filtration immer
wichtiger. Deshalb unterziehen wir
unsere fertigen Gerdte von unab-
hdngigen Instituten der sogenann-
ten ,,H-Priifung®.

Als Schliisseltreiber bei der
Entwicklung von Filteranlagen
sehe ich vor allem den Schutz vor
Brdanden oder Explosionen, aber
auch Steuerungen mit garantier-
ter Prozesssicherheit und immer
leiser arbeitende Gebldse. Hinzu
kommt, dass Fertigungstechni-
ken wie Ultrakurzpuls-Laser oder
3D-Druck speziell entwickelte
und optimierte Filtertechnologien
verlangen.

Welche Rolle spielen ein verdn-
dertes Umweltbewusstsein und
gesetzliche Vorgaben?

Grundsétzlich helfen gesetzliche
Vorgaben, etwa die Reduzierung
des allgemeinen Staubgrenzwertes
fiir alveolengdngige Schadstoffe
nach TRGS 900 auf 1,25 mg/m?, die
Aufmerksamkeit auf das Thema zu
lenken. Aber erst ein verdandertes
Bewusstsein fiir Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz fiihrt dazu, dass

viele Fertigungsstdtten sauberer
werden und somit besser fiir die
Mitarbeiter, die ja ebenfalls vor ge-
fahrlichen Luftschadstoffen ge-
schiitzt sind. Mittlerweile werden
Arbeitspldtze auch verstdrkt im
Rahmen der ,55“-Analyse nach
Sauberkeit bewertet. Hier bieten
wir ergonomisch giinstige, leise
und sichere Systeme zur Luftreini-
gung an.

Wie heben Sie sich vom Wettbe-
werb ab?

Unsere Stdrke ist die Beratung, die
wir mit hohem Prozesswissen leis-
ten. Nach einer ausfiihrlichen Be-
ratung sind wir in der Lage, aus
unserem Portfolio an sehr leisen,
robusten und sicher gesteuerten
Anlagen zu liefern. Aufierdem mes-
sen und installieren wir die Syste-
me direkt vor Ort - arbeiten also
sehr kundenorientiert und bieten
dem Kunden bleibende Sicherheit.

Wie ist Thr Ausblick fiir die Elek-
tronikfertigung?

Wir sehen diesen Markt sehr posi-
tiv. Der elektrische Antriebsstrang,
stetig zunehmende Nutzung an er-
neuerbaren Energien und entspre-
chende Speichertechnologien be-
fliigeln den Markt. Vor allem aber

Alle zwei Jahre wieder

Den Stellenwert lufttechnischer
Systeme — sowohl im Bereich
der Absaug- und Filteranlagen
als auch der Prozesslufttrock-
nung — zeigt der wachsende Er-
folg des ULT-Symposiums. Bei
der im Zwei-Jahres-Turnus statt-
findenden Veranstaltung treffen

Der Fineplacer lambda 2 platziert
und verbindet Bauelemente

mit einer Genauigkeit besser als
0,5 Mikrometer. (Bild: Finetech)

sich internationale Vertreter aus
Wirtschaft, F&E und Bildung, um
liber praktische Erfahrungen,
theoretische Ansdtze sowie For-
schungsansdtze und Zukunfts-
aussichten zu diskutieren. Das
ndchste ULT-Symposium findet
im Mai 2020 in Lobau statt. (za)

Dr. Stefan Jakschik, ULT
»Besonderes Augenmerkt legt

die Branche seit geraumer Zeit

auf passende Erfassungssysteme

in automatisierten Maschinen.

Denn hier steigen die Anforderungen
an Produktsauberkeit und
Anlagensicherheit.« (Bild: ULT)

sehen wir hier die dafiir notwendi-
gen Prozesse und konnen mit leicht
adaptierbaren Gerdten - etwa der
neuen mobilen Gerdteserie ULT
200.1 - auch in komplexen Ferti-
gungsstraflen passende Losungen
liefern.

Und wie geht es mit ULT weiter
- strategisch und auf Produktsei-
te?
Wir bauen unser Produktportfolio
fiir die in Fertigungen und Prozes-
sen notwendigen Anforderungen
stetig aus. Unsere neue, intuitiv zu
bedienende Steuerung FireCS zum
Beispiel integrieren wir in mehr
und mehr Produkte. Und indem wir
unsere Serviceleistungen kontinu-
ierlich ausbauen, sind wir in der
Lage, gemeinsam mit dem Markt
zu wachsen.

Die Fragen stellte Anja Zierler.

O
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Produktionsausriistung

Der Fineplacer femto 2 hat eine
spezielle Einhausung, um dufiere
Storfaktoren zu minimieren und
die Prozessbedingungen zu kon-
trollieren und beeinflussen. Spe-
zielle Filtertechnik stellt eine ge-
schiitzte Prozessumgebung in

Anzeige

Reinraumqualitdt bis zu Klasse
100/1SO 5 sicher - unabhéngig
vom Einsatzort der Maschine.
Beide Systeme folgen Fine-
techs Software-Konzept IPM
Command Beide Systeme folgen
Finetechs Software-Konzept IPM

Command und teilen sich diesel-
be Prozessmodul-Basis. Dadurch
lassen sich Prozesse in der Ent-
wicklungsphase ohne Umstel-
lungsaufwand in die Automatisie-
rung Uberfiihren und fertigungs-
gerecht skalieren.

Wie alle Fineplacer-Bond-
systeme von Finetech sind die
Maschinen dabei individuell kon-
figurier- und um verschiedene
Module erweiterbar. So lassen
sich die Systeme fiir unterschied-
liche Aufbau- und Verbindungs-

technologien auslegen, zum Bei-
spiel eutektisches Loten, Thermo-
kompressionsbonden oder das
Kleben mit UV-aushdrtendem
Kleber. (za)

Finetech, Halle B2, Stand 411
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Large cables, large problems!

The electric vehicles market is growing strong, and along with it the
demand for components. To make this growth a reality, large wire
crimping is becoming a larger focus of the wire harness industry.

s the cables grow in size, so
Ado the challenges involved

in preparing them for termi-
nation. HEMs cables are specially
designed to shield electronics, an-
tennas, and sensors within a ve-
hicle from high voltage interfer-
ence produced throughout the
electrified drivetrain. The five layer
cable used in cars, trucks and bus-
ses comes with unique require-
ments due to the structure of the
cable.

Steps to prep shielded high
voltage cables

According to TE Connectivity
there are multiple challenges:

Footballing: HEMS cabling is
stored and cut from large heavy
spools. Due to its large size, defor-
mation (footballing) of the wire

Wo das Herz der Mikroelektronik schlagt

end often occurs when cut. Foot-
balling of the wire interferes with
the crimping process due to diffi-
culty stripping cable that is not
perfectly round and sliding com-
ponents over the wire. For proper
termination, and to prevent tooling
damage, operators must confirm
that the wire ends are reshaped
before stripping cables and crimp-
ing terminals.

Outer Jacket: Made of a heavy
silicon-based material, the outer
jacket holds on to debris making it
difficult to keep clean and crimp
properly. Operators must mini-
mize the amount of insulation
tearing along with balancing their
cut depth to minimize damage to
the underlying braiding while
stripping the outer jacket.

Foil Shield: EV’s require the ad-
dition of shielding to reduce radio

Der Digitalverband Bitcom hat Dresden als digitale Stadt der Mo-
bilitat ausgezeichnet. Das freut Uwe Richter vom Dresdner Amt fiir
Wirtschaftsforderung, bestatigt es doch alles, wofiir er bisher be-

arbeitet hat.

enn es ist gelungen, in Dres-

den und ganz Sachsen
High-Tech-Industrien von
Halbleiterherstellern (Global-
foundries, Infineon, Bosch, X-Fab)
iber Software- und Systemherstel-
ler bis zu den Automobilherstel-
lern wie Volkswagen anzusiedeln,
die die Produkte fertigen und die
Umgebung schaffen, in der kiinf-
tige Mobilitatskonzepte im Rah-
men von Smart Cities entstehen
konnen. Insgesamt sind es
2300 Firmen mit 60.000 Beschaf-
tigten. Sechs Testkorridore gibt es
nach den Worten von Uwe Richter
in Dresden, in denen verschiedene
Szenarien kombiniert und getestet
wurden; die ersten Projekte sind
bereits abgeschlossen. »Jetzt
kommt es darauf an, sie in konkre-
te Anwendungen zu iiberfiihren.«
Dass dies gelingen konnte, sei
neben dem Halbleiter-Know-how
aus Vorwendezeiten (der beriihm-
te Mbit-DRAM-Chip) drei Tatsa-
chen zu verdanken: den klugen
Kopfen in den Institutionen wie
der Exzellenzuniversitdt TU Dres-

den, den vielen Fraunhofer-Insti-
tuten und den zahlreichen Unter-
nehmen, mit denen zusammen
Projekte umgesetzt werden konn-
ten. Die Innovationskraft blindelt
sich vor allem in dem vor zwei
Jahren gegriindeten Smart System
Hub Dresden. Es kiimmert sich
um Themen wie Robotik, Auto-
matisierungstechnik, Sensorik bis
hin zu IoT-Plattformen, Clouds
und Big Data. »Das ist der Hot
Spot fiir die Umsetzung neuer
Technologien fiir das IIoT, Indus-
trie 4.0 und viele weitere vernetz-
te Systeme bis hin zu Smart Cities
und Mobilitat«, so Richter.

Ganz wichtig sei aufierdem der
besondere ,,Dresdner Spirit“, dem
es zu verdanken sei, dass Univer-
sitdten und Institute der Wissen-
schaft mit KMUs und grofien Un-
ternehmen zusammengefiihrt
werden konnten. »Wir haben von
Anfang an auf 5G gesetzt, das ist
jetzt da, schon wird eifrig an den
Unis und Instituten an 6G ge-
forscht«, fithrt Richter aus. »5G
setzen wir jetzt konkret in den
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frequency and electromagnetic in-
terference (RFI/EMI). In most
cases the shielding is made up of
aplastic backed foil that is wrapped
around a tinned copper braided
shield. The foil must be complete-
ly removed before terminating the
braided shield to confirm that it
does not interfere with the connec-
tion to the crimped ferule.
Tinned Copper Braiding: Due
to the dangerous levels of electric-
ity in the powertrain of EV cables,
high voltage cabling for EV’s re-
quire a rigid protective cover to
minimize damage caused by ve-
hicle collisions. A tinned copper
braiding provides this durable and
difficult to cut protective shield.
Operators must cleanly cut the
braided shielding without damag-
ing the underlying insulation be-
low. To avoid short circuits, electri-
cal interference and other electri-
cal hazards, special care must be
made to confirm that no braiding
strands come into contact with the
crimped ferule or terminal. To ex-

Cross Section of Shielded
High-Voltage-Cable
(Image: TE Connectivity)

pose the silicone-based inner insu-
lation the braiding must be flared
to allow for crimping of the ferule.
Many terminals require the braid-
ing to be unwoven. This is often a
slow manual task that requires
finger protection.

Inner Jacket: The inner jacket
is typically made up of a second
layer of a silicone-based material.
Its main purpose is to shield the
electrical current from the tinned-
copper braiding. It must be
stripped in a similar fashion to the
external jacket. Damage to the
conductor must be minimized for
proper crimp performance. If the
wire is not concentric due to man-

Uwe Richter, Leiter Bereich Smart City im Amt fiir Wirtschaftsférderung von Dresden,
Michael Kaiser, Managing Director Smart Systems Hub, Prof. Dr. Thomas Mikolajick, Geschéftsfiihrer des NaMLab der TU Dresden,
und Dr. Ronny Timmreck, Geschiftsfiihrer von Sensorics gestern bei der Pressekonferenz (Bild: Markt&Technik)

Stadten um, damit beispielsweise
Autos untereinander und mit der
stadtischen Infrastruktur kommu-
nizieren konnen. Wir als Verwal-
tung arbeiten dazu ebenfalls eng
mit den Unis und Unternehmen
zusammen sowie mit dem Smart
System Hub.«

»Wir wollen den Anwendern in
der Industrie Zugang zu den Ex-
perten verschaffen, ihnen dabei
helfen, Referenzsysteme zu erstel-
len, und wir stellen den Zugang
zu der dazu erforderlichen Test-
und Infrastruktur bereit«, sagt Mi-
chael Kaiser, Managing Director
des Smart Systems Hub. Damit
will der Smart System Hub den
Trend unterstiitzen, so viel wie

moglich der Datenverarbeitung in
Edge-Geraten nah an den Maschi-
nen oder in den Maschinen durch-
zufiihren. Dazu werden beispiels-
weise Pilotprojekte im Industrie-
umfeld auf Basis von 5G durchge-
fiihrt. Der Smart System Hub gibt
zudem Startups eine Plattform,
um sich internationalen Investo-
ren zu prasentieren und um so
Entwicklungspartnerschaften an-
zustofen. Auf der productronica
dabei sind beispielsweise Semron,
die an dem ihrer Meinung nach
effektivsten KI-Chip der Welt ar-
beitet, FlowLogiX, die den Work-
flow in automatisierten Handling-
Systemen in der Industrieproduk-
tion revolutionieren will, und

ufacturing or processing, it makes
it much more difficult to strip the
insulation without damaging the
conductor. The edge of the insula-
tion must be clean enough to not
affect termination.

Missing strands reduce the
overall cross sectional area and
insulation nibs that end up in the
crimp barrel affect hitting the ap-
propriate crimp height. In both
cases, the poorly stripped inner
insulation can have many negative
effects on a termination affecting
both mechanical strength and con-
ductivity. (cp)

D TE Connectivity, Hall A5, Booth 321

Senorics, die ein handliches NIR-
Spektrometer entwickelt hat. Wie
Dr. Ronny Timmreck, Geschafts-
fithrer von Senoris, erklarte, las-
sen sich mit der an der TU Dres-
den entwickelten Technik teure
und grofie Spektrometer auf Basis
eines 10 mm x 10 mm grofien
Chips, der in einem winzigen Ge-
hause untergebracht ist, auf eine
Grofie schrumpfen, die den Ein-
satz in Smartphones erlaubt.
Dann konnen die Handy-Nutzer
beispielsweise Lebensmittel ana-
lysieren. Das Unternehmen entwi-
ckelt die Datenbank, auf der alles
gespeichert ist, was zur Identifi-
zierung der Stoffe in den Lebens-
mitteln benotigt wird. (ha)



Messen & Testen

»KI steht weit oben auf unserer Technologie-Roadmap«

Deep Learning, Machine-Learning und kiinstliche Intelligenz — diese Begriffe werden derzeit nahezu
inflationdr benutzt. Am Beispiel der Baugruppeninspektion beleuchten wirin unserer productronica-
Daily-Serie, welchen Nutzen diese Technologien in der Praxis bringen. Dazu haben wir bei Peter
Krippner, Vorstand Operations von Viscom, nachgefragt.

Markt&Technik: Herr Krippner,
was verstehen Sie personlich im
Umfeld der Baugruppeninspek-
tion unter Deep Learning, Ma-
chine-Learning und kiinstlicher
Intelligenz und wo liegen aus
Ihrer Sicht die wichtigsten Un-
terschiede?

Peter Krippner: Die Themen wer-
den nicht prinzipiell unterschie-
den, sondern die Begriffe bilden
unterschiedliche Methoden ab,
die gemeinsam bei den unter-
schiedlichen Anwendungen ge-
nutzt werden. Als Oberbegriff
dient der Begriff KI.

Welche Mdoglichkeiten erdffnen
diese Technologien in der Bau-
gruppeninspektion?

Unsere Kunden streben weiterhin
an, ihre SMT-Linien mit weniger
Personal zu betreiben. Das hat ei-
nerseits mit dem allgemeinen Kos-
tendruck zu tun, andererseits bie-
ten neue Technologien auch Mog-
lichkeiten der Qualitatssteigerung.
Bezogen auf die Baugruppenin-
spektion sind hier im Umfeld von
Deep Learning, Machine-Learning
und kiinstlicher Intelligenz vor
allem die Verifikation der Priifer-
gebnisse und die Programmierung
der Inspektionssysteme zu nen-
nen. Bei der Verifikation der Priif-
ergebnisse braucht man zundachst

viele Daten, das heif’t Bilder aus
dem Feld, um sogenannte Klassi-
fikatoren zu trainieren, die an-
schlieffend mit zusatzlichen Bil-
dern validiert werden. Dabei kann
die KI schrittweise mehr und mehr
Aufgaben libernehmen: Wird an-
fanglich der Operator mit den KI-
Ergebnissen bei der Verifikation
unterstiitzt, kann die KI nach ent-
sprechend erfolgreicher Validie-
rung fiir bestimmte Bauteile auto-
matisch verifizieren. Auch bei der
Programmierung der Systeme gibt
es Einsatzfelder fiir die KI, bei-
spielsweise die Automatisierung
der Bauteilzuordnung bis hin zur
Auswertung der Bilder bei einfa-
chen Inspektionsaufgaben.

Wo werden diese Technologien
aktuell bereits eingesetzt?

Bei der Verifikation der Priifergeb-
nisse laufen bereits erste Pilotin-
stallationen. Im Vorfeld sind viele
Bilder und Daten gesammelt wor-
den, um die Basis fiir diese Feld-
tests zu schaffen. KI lebt von die-
sen Bilddaten. Hierzu muss das
Priifsystem qualitativ hochwertige
Bilder aus allen Blickrichtungen
mit einer flexiblen Beleuchtung
liefern. Unsere XM-Sensorik mit
der Kombination 2D, 2,5D und 3D
bildet hier eine optimale Grund-
lage.

Wo liegen die Herausforderun-
gen, wo die Grenzen?

Das Sammeln und Strukturieren
der Eingangsdaten ist eine grofde
Herausforderung, die fast auto-
matisch zum Thema Big Data
fithrt. Hier muss man den richti-
gen Weg beschreiten, um den
Uberblick iiber die Datenflut zu
behalten. Nicht zuletzt ist die Ak-
zeptanz der Endanwender wich-
tig: KI ist nicht perfekt, wie geht
man also mit zu erwartenden
Fehlern der KI um? Die Vorstel-
lung ist hdufig, dass aus Fehlern
Mafinahmen abgeleitet werden,
die moglichst deterministisch ei-
ne Wiederholung des gleichen
Fehlers ohne Nebenwirkungen
garantieren. Das ist im Umfeld
der KI noch sehr schwierig.

Welche Risiken birgt die Ent-
wicklung hin zu Deep bzw.
Machine-Learning und KI?
Deep Learning, Machine-Lear-
ning und kiinstliche Intelligenz
sind ganz oben im Hype-Cycle.
Das Risiko besteht darin, den Me-
gatrend KI als Losung aller Pro-
bleme zu sehen. Man muss sehr
gezielt analysieren, an welchen
Stellen in der Baugruppeninspek-
tion wirklich sinnvolle und nutz-
bringende Einsatzmoglichkeiten
fiir diese Technologien liegen.

5G-NR-Bauteilen kostengiinstiger testen

Advantest hat sein V93000-System erweitert, um die ndachste Ge-
neration von 5G-NR-Hochfrequenzbauteilen und -Modulen auf ei-
ner einzigen skalierbaren Plattform kostengiinstig zu testen. Die
europdische Premiere der neuen V93000-Wave-Scale-Millimeter-
Losung findet auf der Semicon Europa statt.

ie neue mmWave-Losung

deckt Frequenzen von 24

bis 44 GHz und von 57 bis
70 GHz ab, erlaubt hohe Multi-
Site-Parallelitdt und bietet zu-
dem die Flexibilitat, die fir
Multi-Band-mmWave-Frequen-
zen notig ist.

Basierend auf einem neuarti-
gen mmWave-Kartengehduse
mit bis zu acht mmWave-Instru-
menten, bietet diese vergleichs-
weise kostenglinstige ATE-LO-
sung laut Hersteller Leistungen

auf dem Niveau von High-End-
Bench-Systemen. Die skalierba-
re Breitband-Testfunktionalitat
des Systems ermoglicht die voll-
stdndige Modulation und De-
Modulation fiir Ultrabreitband
(UWB), 5G-NR mmWave bis zu
1 GHz, WiGig (802.11ad/ay) bis
2 GHz und Antenna-in-Package
(AiP) sowie Beamforming und
Over-the-Air-Tests.

Die Losung ist architekto-
nisch einzigartig, weil sie bis
zu 64 bidirektionale mmWave-

Ports auf Basis eines modu-
laren Konzepts bereitstellt. Dies
ermoglicht nicht nur den Ein-
satz verschiedener 5G- und
WiGig-Frequenzmodule, son-
dern auch die Aufnahme neuer
Module, wenn neue Frequenz-
badnder weltweit eingefiihrt wer-
den.

Auf seinem Messestand stellt
Advantest das mmWave-Kar-
tengehduse zusammen mit dem
V93000 A-Class Test Head aus.
Dartiber hinaus erhalten die Be-
sucher Life-Demos des Advan-
test EVA-(Evolutionary Value
Added)-Messsystems und des
CloudTesting Services (CTS).
(nw)
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Peter Krippner, Viscom

»Man muss sehr gezielt analysieren,
an welchen Stellen in der
Baugruppeninspektion wirklich
sinnvolle und nutzbringende
Einsatzmoglichkeiten fiir Deep
Learning, Machine-Learning und
kiinstliche Intelligenz liegen.«

Welchen Stellenwert haben
diese Technologien auf Ihrer
Technologie-Roadmap?

Diese Themen stehen sehr weit
oben auf unserer Roadmap.
Nicht zuletzt deshalb sind wir in
diesen Feldern nicht nur im eige-
nen Beritt unterwegs, sondern
haben technologische Kooperati-
onen sowohl mit Kunden als
auch mit Universitdten geschlos-
sen.

Wo liegt die Zukunft dieser
Technologien — im Allgemei-
nen und speziell in der Bau-
gruppeninspektion?

Wir sehen diese Themen ja be-
reits in vielen Bereichen des tag-
lichen Lebens wie zum Beispiel

in Sprachassistenten oder Fah-
rerassistenzsystemen. Allerdings
mit einem groflen Unterschied:
Zu jedem KI-Ergebnis gehort
zwingend immer die sogenannte
Konfidenz dazu, die aussagt, wie
eindeutig eine getroffene Ent-
scheidung ist. Beispielsweise
reichen bei der vielfach einge-
setzten Spracherkennung fiir ein
zufriedenstellendes Ergebnis 80
bis 90 Prozent Erkennungssi-
cherheit aus. Fiir die Priifung
von Lotstellen in sicherheitsrele-
vanter Automobilelektronik
brauchen wir aber eine deutlich
hohere Wahrscheinlichkeit. Das
ist die Herausforderung, der wir
uns aktuell stellen.

In der Baugruppeninspektion
kann KI moglicherweise auch
weitere Aufgaben zur eigentli-
chen Bildauswertung auf dem
Inspektionssystem tibernehmen.
Auch vorstellbar ist die automa-
tische Auswertung anderer Sys-
temdaten wie zum Beispiel Be-
triebsdaten der Achscontroller
oder Temperaturdaten mit Blick
auf Anwendungen wie Condi-
tion-Monitoring oder Predictive
Maintenance.

Die Fragen stellte
Nicole Worner.

Lesen Sie auch auf S. 23, wie
Mitbewerber von Viscom zum
Thema kiinstliche Intelligenz ste-
hen.

O

Bild: Advantest
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Obsoleszenzmanagement

»Obsoleszenzmanagement beginnt in der Produktentwicklung«

Verkiirzte Produktzyklen und die schnellere Abkiindigung von
Komponenten kdnnen die Produktverfiigbarkeit und Ersatzteilver-
pflichtung erheblich beeintrachtigen. Diese miissen schon bei der
Produktentwicklung und Bauteilauswahl beriicksichtigt werden,

so Joachim Tosberg von Rafi.

nsbesondere bei elektronischen

Komponenten und Baugruppen

haben sich die Produktlebens-
zyklen mittlerweile drastisch ver-
kiirzt. Mit der beschleunigten Ein-
fithrung neuer Produktserien sinkt
die Verfligbarkeit ihrer Vorlaufer-
versionen. Die schnelle Abkiindi-
gung alterer Komponenten stellt
viele Hersteller vor das Problem,
baugleiche Systeme tiber lingere
Zeit liefern und mit kompatiblen
Ersatzteilen versorgen zu konnen.
Seit 2005 befasst sich die Compo-
nent Obsolescence Group
Deutschland e.V. (COGD) mit Fra-
gen der Verfligbarkeit von Bautei-
len, Produktreihen und Software.
Dem Interessenverband der In-
dustrie haben sich Industrieunter-
nehmen, Komponentenfertiger
und Distributoren angeschlossen.
Zu den Kernaufgaben der COGD
zdhlen Strategien und Methoden
eines proaktiven Obsoleszenzma-
nagements, um Produkte und Pro-
duktionsprozesse bei auslaufen-
den, abgekiindigten Komponen-
ten friihzeitig anpassen und Alter-
nativen verfiighar machen zu
konnen. Rafi, ein Hersteller von

Bediensystemen und elektrome-
chanischen Baugruppen, ist seit
gut zwei Jahren Mitglied in der
COGD und mit seinem Life Cycle
Manager Joachim Tosberg seit
Frithjahr 2019 im Verbandsvor-
stand vertreten.

»In den letzten Jahren verzeich-
nen wir einen starken Anstieg
durch Obsoleszenz bedingter An-
derungen. Bis zu einem gewissen
Grad lasst sich dies mit einem re-
aktiven Anderungsmanagement
bewadltigen, zumindest wenn man
die technischen Modifikationen
allein betrachtet,« erklart der Ex-
perte. Die grofiere Herausforde-
rung liege seiner Meinung nach
darin, dass sich eine Anderung
oder Obsoleszenz auf viele ver-
schiedene Produkte mit unter-
schiedlichen Laufzeiten auswirke.
Richtig kompliziert werde es,
wenn zulassungspflichtige Pro-
dukte aus der Automobilindustrie
oder der Medizintechnik betroffen
sind. »Weil solche Zulassungen
iiber die gesamte Laufzeit des Pro-
duktes bindend sind, miissen Bau-
teilinderungen dem Kunden ange-
zeigt werden und sind womoglich

mit umfangreichen und kostspieli-
gen Validierungen verbunden.
Deshalb empfiehlt es sich, Obso-
leszenz-Risiken vorzeitig bzw. pro-
aktiv anzugehen - auch im Hin-
blick auf die steigenden Kunden-
erwartungen an ein funktionieren-
des Life-Cycle- und Obsoleszenz-
management.«

Proaktives
Obsoleszenzmanagement

Rafi hat ihm zufolge schon seit
einigen Jahren ein gut funktionie-
rendes reaktives Obsoleszenzma-
nagement etabliert - vor allem seit
Einfiihrung eines SAP-Workflow-
Systems fiir das Anderungsma-
nagement im Jahr 2012. »Durch
die stark steigende Zahl von Pro-
duct-Change-Notifications (PCN)
und die damit einhergehende Be-
arbeitung der Anderungsakten
wird aber wertvolle Konstruktions-
kapazitdt gebunden. Diese Res-
sourcenbindung von Entwicklern
und Konstrukteuren erschwert -
vor allem in Zeiten der Hochkon-
junktur, wie wir sie aktuell erleben
- die Abwicklung von Neuprojek-
ten.« Um dem entgegenzuwirken,
braucht es proaktive Strategien,
mit denen sich Anderungen ver-
meiden oder zumindest reduzie-
ren lassen. »Viele verbinden Obso-
leszenzmanagement mit der Seri-
enproduktion und Langzeitverfiig-

Gemeinsam schneller zum industriellen

Eine neue Studie von acatech - Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften — und dem Fraunhofer-Institut fiir Materialfluss
und Logistik IML zeigt, wo deutsche Unternehmen bei der Umset-
zung einer intelligenten Instandhaltung® stehen: Noch ziemlich
am Anfang. Eine neue ,Smart-Maintenance-Community“ will nun

beschleunigen.

asis der Acatech-Studie ist

eine Umfrage unter 96 Un-

ternehmen aus verschiede-
nen Branchen, fiir die intelligente
Instandhaltung ein zunehmend
bedeutendes Thema ist. Ergebnis:
Die meisten Unternehmen verfii-
gen iiber keine oder nur eine sehr
schwache Datenbasis, die Aus-
kunft iiber bald auftretende Sto-
rungen oder die Notwendigkeit
von Instandhaltungsmafinahmen
geben konnte. So gab iiber die
Halfte (57 Prozent) der befragten
Unternehmen an, dass Elemente
in der Fabrik erst dann instandge-
halten werden, wenn ein Problem

bereits aufgetreten ist. Mit Echt-
zeitdaten konnten Systeme besser
tiberwacht und Probleme praven-
tiv vermieden werden - nur vier
Prozent der Unternehmen nutzen
diese Moglichkeit.

Ein weiteres Problem ist, dass
das Wissen dariiber, wie Elemente
in einer Fabrik gewartet und tiber-
priift werden konnen, hdufig in
den Kopfen einzelner Mitarbeiter
steckt. Dieses Wissen sollte doku-
mentiert und anderen Beschaftig-
ten bereitgestellt werden (z.B. in
Form eines Wikis im Intranet), um
auch im Falle eines Personalaus-
falls reagieren zu konnen. In
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27 Prozent der Unternehmen ge-
schieht dies jedoch nicht: Dort
wird individuelles Instandhal-
tungswissen stattdessen bei Bedarf
miindlich weitergegeben.

Zudem sollte vorhandenes per-
sonenbezogenes Wissen nicht nur
dokumentiert, sondern auch kon-
tinuierlich erweitert werden - ge-
rade da durch technische Innova-
tionen die Arbeitsablaufe stetig
verbessert werden konnen. Den-
noch bietet tiber die Halfte (53 Pro-
zent) der befragten Unternehmen
noch keine speziellen Schulungs-
mafinahmen im Bereich Digitali-
sierung fiir erfahrene Mitarbeiter
an.

Die Studie sieht Chancen durch
die Zuhilfenahme von Augmented
Reality (AR) oder Virtual Reality
(VR). Diese Technologien konnten
beispielsweise bei Schulungen
und der gemeinsamen Bearbei-
tung von Aufgaben bei rdumlicher

barkeit von Produkten und Prozes-
sen. Eigentlich beginnt es aber
schon bei der Produktentwick-
lung, also einer strategischen Bau-
teilauswahl, um nach Serienanlauf
nicht gleich in die ersten Obsoles-
zenz-bedingten Anderungen zu
stolpern.«

Die grdfiten
Obsoleszenzrisiken

Firmen wie Rafi konnen mit ih-
ren Bestellmengen die Entwick-
lungen am Komponentenmarkt
nicht entscheidend beeinflussen.
Dies gilt auch fiir andere Rohstoffe
wie Kunststoffgranulate, Metalle
oder zum Beispiel Beschichtun-
gen, die aufgrund verscharfter Ver-
ordnungen nicht mehr verwendet
werden sollen oder diirfen. Wenn
man die Materialsituation nicht
unter Kontrolle hat, l1uft man Tos-
berg zufolge Gefahr, Kundenbe-
stellungen nicht mehr rechtzeitig
bedienen zu konnen. »Pro-
duktlaufzeiten und Ersatzteilver-
pflichtungen gestalten sich auch
deshalb schwieriger, weil sie fiir
elektronische Baugruppen im in-
dustriellen Umfeld viel langer gel-
ten als im Bereich der marktbe-
stimmenden Consumer Electronic.
Aufgrund langer Entwicklungszei-
ten kann es passieren, dass Pro-
dukte, die auf dem neuesten Stand
der Technik entwickelt werden,

Einsatz

Trennung der involvierten Mitar-
beiter eingesetzt werden. Dennoch
gibt nur jedes zwanzigste befragte
Unternehmen an, AR fiir diese
oder dhnliche Zwecke bereits zu
nutzen.

»Die Umfrage zeigt, dass nach
wie vor viele Unternehmen der
Instandhaltungsorganisation eine
zu niedrige Prioritat einraumen,
so Michael Henke, Institutsleiter
Fraunhofer IML und Leiter des
Projekts ,,Smart Maintenance - der
Weg vom Status quo zur Zielvisi-

«

on.

Die Smart-Maintenance-
Community

Die nachhaltige Sicherung von
Wertschopfung durch die Pro-
duktion und die Investition in
neue Produktionsstandorte mit
modernen Anlagen in Europa
werde davon abhdngig sein, wie

Joachim Tosberg, Life Cycle Manager
bei Rafi und Vorstandsmitglied der
COGD:

»Wir kdnnen Obsolescence nicht ver-
hindern. Aber wir kénnen lernen, sie
S0 zu managen, dass die Auswirkun-
gen auf Unternehmen und Kunden
moglichst gering ausfallen.«

schon bei Serienstart aus Sicht des
Life-Cycle-Managements gefdhr-
det sind, weil sich Schliisselkom-
ponenten bereits in der Auslauf-
steuerung befinden.« Das Risiko
steige mit den immer kiirzeren
Lebenszykluszeiten von Kompo-
nenten, die als NRND - Not Re-
commended for New Design -
auslaufen oder abgekiindigt wer-
den. »Miissen abgekiindigte Bau-
teile dann iiber Broker nachgekauft
werden, kann dies zu erheblichen
Mehrkosten fiihren.« (za)
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es gelingt, die Produktion digital
aufzustellen. Alleine konne das
nicht gemeistert werden, davon
sind die Experten des Fraunhofer
IML iiberzeugt. Die Smart-Main-
tenance-Community soll nun
durch eine enge Vernetzung von
anwendungsorientierter For-
schung und ziigigem industriel-
lem Einsatz unterstiitzen: etwa
durch individuell zugeschnittene
Forschungsprogramme unter der
Einbeziehung von elf Fraunhofer-
Instituten. Wer wissen mochte,
ob additive Fertigungsverfahren
wie der 3D-Druck konkret weiter-
helfen, kann dazu auf speziali-
sierte Institute zuriickgreifen.
Auch der Nutzen von maschinel-
lem Lernen und kiinstlicher Intel-
ligenz fiir das eigene Unterneh-
men soll gemeinsam herausge-
funden werden.

Mehr Infos unter www.smc-
live.de. (sc)



Test & Measurement

productronica daily series “Artificial Intelligence in Assembly Inspection”

“The challenge is in the interpretability”

Artificial intelligence, machine learning, deep learning and neural
networks are becoming increasingly common in the inspection
industry. They demonstrate their strengths above all in pattern
recognition and are starting to displace classicalimage and signal
processing methods, as Dr. Thomas Wenzel, Managing Director of

Yxlon, explains.

Markt&Technik: Herr Dr. Wen-
zel, what do the terms deep
learning, machine learning and
artificial intelligence mean for
you personally in the context of
assembly inspection, and where
do you see the most important
differences?

Dr. Thomas Wenzel: Artificial intel-
ligence (AI) is a generic term for
all systems that are able to imitate
human learning behavior. Machi-
ne learning (ML) is a sub-area of
Al and describes mathematical
procedures that allow a machine
to generate knowledge from data
and information as independently
as possible. Deep learning (DL) is
an ML procedure based on neural
networks inspired by the functio-
ning of the human brain, in which
neurons learn and store know-
ledge in the form of connections.
This occurs in neural networks
with the very large amounts of da-
ta that are needed to construct a
knowledge base. It is therefore not
possible to point to a distingu-
ishing feature. On the contrary,
one is the specialization of the
other. Artificial intelligence is be-
coming increasingly important in
all technical application areas. In
particular, machine learning using
deep learning with neural net-
works is gaining ground in pattern
recognition applications. They are
increasingly replacing classical
image and signal processing me-
thods, which are based on deter-
ministic operations such as linear
and non-linear convolution. In
particular, if the task were to iden-
tify deviations that were not speci-
fied a priori as deviations, the ML
procedures would come into their
own. What appears as a pattern
yet does not represent a deviation
per se often goes lost unnoticed in
classic approaches.

What opportunities do these
technologies open up in assem-
bly inspection?

We are seeing two major applica-
tion areas for Al processes not on-
ly in assembly inspection, but also
in the inspection of cast parts for
example. On the one hand, there
is automatic defect detection - in
the area of X-ray based assembly

Dr. Thomas Wenzel, Yxlon

“We already see Al - and DL

in particular — in the area

of automatic defect detection

for all kinds of inspection tasks.”

inspection called AXI, automated
X-ray inspection. Increasingly sim-
plified learning procedures enable
fast training and quick adaptation
to changing tasks and therefore
ever more robust solutions. The
other application area is not about
the inspection of a single printed
circuit board, but takes place one
level higher, namely at the process
level. This is about identifying
changes in the process: What
changes from sub-assembly to
sub-assembly? What kind of pat-
terns can be identified in these
changes? These questions are well
suited to deep learning techniques.
Process changes especially trends
that indicate any deterioration in
quality, can be detected at an early
stage. Proactive countermeasures
can then be taken before critical
deviations or even rejects occur. In
this way the inspection system
changes and becomes a smart sen-
sor that provides important infor-
mation for optimum process con-
trol.

Where are deep or machine
learning and Al currently being
used?

We already see Al - and DL in par-
ticular - in the area of automatic
defect detection for all kinds of
inspection tasks. Since the require-
ments placed on inspection are
subject to constant change and the
number of inspection tasks grows
dramatically every day, DL meth-

ods have a distinct advantage over
classical image processing meth-
ods due to their relatively straight-
forward adaptability. The areas
with which most consumers are
familiar are voice and face recogni-
tion, which many mobile phone
users use on a daily basis. As In-
ternet users, we have to contend
with the results of a behavioral
analysis each time we are present-
ed with a range of “ideal” prod-
ucts. All this is based on the use of
Al

Which are the challenges and
where are the limits?

From our point of view, the main
challenge is in the interpretability
of the results obtained from an Al
system. For example, the exact rea-
sons for any decision made by a
neural network in assembly in-
spection are not always compre-
hensible. A neural net is usually a
black box that does not like to be
scrutinized. A poor decision can
often only be corrected by im-
proved training. The kind of in-
depth analysis which is possible
with classical classification meth-
ods does not seem to be within
AT’s reach at present. The limits of
artificial intelligence systems lie in
the learning data: Information that
is not contained within this data
cannot be reliably recognized or
generated in the application of the
procedure.

What risks lie in the develop-
ment towards deep or machine
learning and AI?

Al s currently experiencing a high-
er degree of trust. The performance
of deep neural nets (DNN) for ex-
ample, is impressive. At the same
time, however, concerns are rising.
These range from far-reaching au-
tomation of R&D and manufactur-
ing and the associated loss of jobs
to possible complete monitoring
through face and voice recognition
to automated decision-making in
military applications. At the end of
the day it’s an ethical question:
Which decisions do we, as a soci-
ety, want to leave to artificial intel-
ligence? Technically, there seem to
be no limits at the moment.

What place do deep learning,
machine learning and artificial
intelligence have on your tech-
nology roadmap?

As a company that has played a
pioneering role in automatic image
processing systems for the X-ray
field for many years, we have

awarded ML a firm place on our
roadmap. We will follow both of
the approaches described above
with ML, i.e. automatic defect de-
tection and the evaluation of the
production process. We will use
ML to provide valuable informa-
tion for process optimization.
What does the future hold for
these technologies - in general
and in assembly inspection in
particular?

Artificial intelligence will continue
to permeate our lives. Be this in a
smart home, at work or on the
road. There is no limit to the num-
ber of applications, and every day
new ideas about how Al can make

things simpler and faster crop up.
Where this will all stop will not be
determined by technology, but by
society.

The world of inspection is still
in its infancy with regard to Al
The use in individual systems can
only make inspection more robust
and adaptable to new tasks. The
total networking of all systems and
thus of the relevant sensors will
make possible a self-regulating
process that operates almost error-
free.

This interview was conducted
by Nicole Worner.
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POWERFUL
TROUBLESHOOTING
FOR SERVICE AND
MAINTENANCE.

Discover the R&S®RTH handheld oscilloscope (60 MHz to 500 MHz):
» |solated channels and integrated multimeter: 1000 V CAT 111 / 600 V CAT IV
» /" capacitive touch display with intuitive user interface
» IP51: rugged, dust and water resistant housing
» 8in 1: lab oscilloscope, logic/protocol/spectrum/harmonics analyzer,

data logger, digital multimeter and frequency counter

Oscilloscope innovation. Measurement confidence.
www.rohde-schwarz.com/RTH-field
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